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まとめ 
高性能オーディオ処理用に最適化された高性能 32 ビット
/40 ビット浮動小数プロセッサ 
SIMD (Single-instruction, multiple-data)演算アーキテクチ

ャを採用 
内蔵メモリ—2Mビットの内蔵SRAMと 6Mビットのマス

ク・プログラマブルな内蔵 ROM 
すべての他の SHARC ファミリー・メンバーとコード互換 
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 は、400 MHzの

コア命令レートで動作し、デジタル・アプリケーショ
ン・インターフェース、S/PDIFトランシーバ、シリア
ル・ポート、8 チャンネル非同期サンプル・レート・
コンバータ、高精度クロック・ジェネレータなどのよ
うな独自なオーディオ中心のペリフェラルを内蔵し
ています。詳細については、オーダー・ガイドを参照し
てください。 

専用オーディオ・コンポーネント 
S/PDIF 互換のデジタル・オーディオ・レシーバ/トランス

ミッタ 
4 つの独立した非同期サンプル・レート・コンバータ(SRC) 
4 出力の 4 グループとして構成された 16 個の PWM 出力 
ROM ベースのセキュリティ機能 
メモリに対する JTAG アクセスを 64 ビット・キーで許可 
秘密コードに対するアクセスをプログラム制御により制

限する際に使用できるメモリ保護領域 
ソフトウェアおよびハードウェアによる広範囲な逓倍比/

分周比を持つ PLL 
256 ボール BGA_ED パッケージまたは 208 ピン

LQFP_EP パッケージを採用 

 

図1 機能ブロック図 

 
SHARC と SHARC ロゴは Analog Devices, Inc.の登録商標です。



 ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369

 

Rev. E  － 2/58 － 

目次 

まとめ .............................................................................. 1 

専用オーディオ・コンポーネント................................... 1 

概要 ................................................................................. 3 

SHARCファミリー・コアのアーキテクチャ ................. 4 

ファミリー・ペリフェラルのアーキテクチャ ............. 7 

I/Oプロセッサの機能 ................................................. 10 

システム・デザイン ................................................... 10 

開発ツール ................................................................. 11 

その他の情報.............................................................. 12 

ピン機能の説明 ............................................................. 13 

仕様 ............................................................................... 16 

動作条件 ..................................................................... 16 

電気的特性 ................................................................. 17 

パッケージ情報 .......................................................... 18 

ESDの注意................................................................. 18 

最大消費電力 ..............................................................18 

絶対最大定格 ..............................................................18 

タイミング仕様 ..........................................................18 

出力駆動電流 ..............................................................48 

テスト条件..................................................................48 

容量負荷 .....................................................................48 

熱特性.........................................................................50 

256 ボールBGA_EDのピン配置 ....................................51 

208 ピンLQFP_EPのピン配置 ......................................54 

パッケージ寸法..............................................................56 

表面実装デザイン.......................................................57 

車載製品.........................................................................58 

オーダー・ガイド ..........................................................58 

 
 

 

 

改訂履歴 
7/09—Rev. D to Rev. E 

Corrected all outstanding document errata. Also 
replaced core clock references (CCLK) in the timing 
specifications with peripheral clock references (PCLK). 

Revised  Functional Block Diagram ........................... 1 
Added  Context Switch .................................................. 5 
Added  Universal Registers ........................................... 5 
Clarified VCO operations. See  
 Voltage Controlled Oscillator ..................................... 18 
Corrected the pins names for the DAI and DPI 
in  
 256-Ball BGA_ED Pinout ........................................... 51  
 208-Lead LQFP_EP Pinout ........................................ 54 
Added 366 MHz LQFP EPAD models for the 
ADSP-21367 and ADSP-21369. For additional 
specifications for these models, refer to the 
following:  
 Specifications ................................................................ 16  
 Clock Input ................................................................... 21 
 SDRAM Interface Timing (166 MHz SDCLK) ........ 28 
 Serial Ports .................................................................... 34 
 Ordering Guide ............................................................ 58 



 ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369
 

Rev. E  － 3/58 － 

概要 

ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369SHARC®プロセッサ

は、SIMD SHARC ファミリーのメンバーであり、アナロ

グ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャ

を採用した DSP です。これらのプロセッサは、

ADSP-2126xDSP 、 ADSP-2116x DSP 、 お よ び

SISD(Single-Instruction, Single-Data)モードの第 1 世代

ADSP-2106x SHARC プロセッサとソース・コード互換で

す。これらのプロセッサは、大容量の内蔵 SRAM とマス

ク・プログラマブルな ROM、I/O ボトルネックを解消す

る複数の内部バス、画期的なデジタル・アプリケーショ

ン・インターフェース(DAI)により、高性能車載オーディ

オ・アプリケーション向けに最適化された 32 ビット/40
ビットの浮動小数プロセッサです。 
図1機能ブロック図に示すように、これらのプロセッサは、
2個の演算ユニットを採用することにより、広範囲なDSP
アルゴリズムに対して従来のSHARCプロセッサに比べて
性能を大幅に改善しています。
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサは最新
の高速CMOSプロセスで製造され、400 MHzで2.5 nsの命令
サイクル・タイムを実現しています。これらのプロセッサ
はSIMD演算ハードウェアを使用して、400 MHzで2.4 
GFLOPSの処理を行うことができます。  

6表1 に、これらのデバイスの性能ベンチマークを示します。 

表1 プロセッサ・ベンチマーク(400 MHz) 

Benchmark Algorithm 
Speed  
(at 400 MHz)

1024 Point Complex FFT (Radix 4, with reversal) 23.2 s 

FIR Filter (per tap)1 1.25 ns  

IIR Filter (per biquad)1 5.0 ns  

Matrix Multiply (pipelined) 
  [3×3] × [3×1] 
  [4×4] × [4×1] 

 
11.25 ns 
20.0 ns 

Divide (y/x) 8.75 ns  

Inverse Square Root 13.5 ns 
1マルチチャンネルSIMDモードで2ファイルの場合 
 

表2 ADSP-2136x ファミリーの機能1 
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Frequency 400 MHz 

RAM 2M bits 

ROM2 6M bits 

Audio Decoders in ROM Yes 

Pulse-Width Modulation Yes 

S/PDIF Yes 

SDRAM Memory Bus 
Width 

32/16 bits 

Serial Ports 8 

IDP Yes 

DAI Yes 

UART 2 

DAI and DPI Yes 

S/PDIF Transceiver 1 

AMI Interface Bus Width 32/16/8 bits 

SPI 2 

TWI Yes 

SRC Performance 128 dB 

Package 256 
Ball-BGA,  
208-Lead 
LQFP_EP 

256 
Ball-BGA 

256 
Ball-BGA, 
208-Lead 
LQFP_EP

 
1W = 車載グレード品。  詳細については、車載製品を参照してください。 
2オーディオ・デコーディング・アルゴリズムには、PCM、Dolby Digital EX、 

Dolby Prologic IIx、 DTS 96/24、 Neo:6、 DTS ES、 MPEG-2 AAC、 MP3、 バ
ス・マネジメント、 遅延、 スピーカの等化、 グラフィック・イコライゼ

ーションなどの機能が含まれます。 デコーダ/ポスト・プロセッサ・アルゴ

リズムの組み合わせサポートは、チップ・バージョンとシステム構成に応じ

て変わります。 詳細については、 www.analog.comをご覧ください。 

 

図1に、ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサ
を構成する2つのクロック・ドメインを示します。コア・
クロック・ドメインには次の機能があります。 

・ 2 個の処理エレメント(PEx、PEy)。各々は ALU、乗

算器、シフタ、データ・レジスタ・ファイルから構

成されています。 
・ データ・アドレス・ジェネレータ(DAG1、DAG2) 
・ 命令キャッシュ付きのプログラム・シーケンサ 
・ PM バスと DM バス。メモリとコアとの間で各コア・

プロセッサ・サイクルで 2 回の 64 ビット・データ転

送をサポートすることが可能。 
・ 出力ピン付きの周期インターバル・タイマ×1 
・ 内蔵 SRAM (2M ビット) 
・ 内蔵マスク・プログラマブル ROM (6M ビット) 
・ エミュレーションとバウンダリ・スキャン用の JTAG
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テスト・アクセス・ポート JTAG はユーザ・ブレー

ク・ポイントを使ってソフトウェア・デバッグ機能

を提供するため、柔軟な例外処理が可能になります。  
ADSP-21368のブロック図(図1)には、ペリフェラル・クロ
ック・ドメイン(I/Oプロセッサとも呼びます)も示してあり、
次の機能があります。 

・ 32 ビット・データ転送用の IOD0 (ペリフェラル

DMA)バスと IOD1 (外部ポート DMA)バス 
・ コア接続用のペリフェラル・バスと外部ポート・バ

ス 
・ AMIおよびSDRAMコントローラ付きの外部ポート 
・ 4 ユニットの PWM 制御 
・ 1 ユニットの内部メモリ―内部メモリ間転送用 MTM 
・ デジタル・アプリケーション・インターフェース。

これには、4 つの高精度クロック・ジェネレータ

(PCG)、シリアル/パラレル接続用の入力データ・ポ

ート(IDP)×1、S/PDIF レシーバ/トランスミッタ×1、

非同期サンプル・レート・コンバータ×4、シリアル・

ポート×8、柔軟な信号ルーティング・ユニット(DAI 
SRU)×1 が含まれます。 

・ デジタル・ペリフェラル・インターフェース。これ

にはタイマ×3、2 線式インターフェース×1、UART×2、
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)×2、
高精度クロック・ジェネレータ(PCG) ×2、柔軟な信

号ルーティング・ユニット(DPI SRU)×1 が含まれま

す 

SHARCファミリー・コアのアーキテクチャ 
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサは、
ADSP-2126x、ADSP-21160、ADSP-21161、第1世代
ADSP-2106x SHARCプロセッサとアセンブラ・レベルでコ
ード互換です。ADSP-21367/ ADSP-21368/ADSP-21369プロ
セッサは、図2と次のセクションに示すように、
ADSP-2126xプロセッサとADSP2116x SIMD SHARCプロ
セッサとアーキテクチャ機能を共用しています。 

 

図2 SHARC コアのブロック図 

 



 ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369

 

Rev. E  － 5/58 － 

SIMD演算エンジン 
これらのプロセッサは、SIMD (Single-Instruction, 
Multiple-Data)エンジンとして動作する 2 個の演算処理
エレメントを内蔵しています。これらの処理エレメントは
PEX と PEY と呼ばれ、各々は、ALU、乗算器、シフタ、
レジスタ・ファイルを内蔵しています。PEX は常時アク
ティブで、PEY は MODE1 レジスタの PEYEN モード・
ビットをセットしてイネーブルすることができます。この
モードがイネーブルされると、同じ命令が両処理エレメン
トで実行されますが、各処理エレメントは異なるデータに
対して動作します。このアーキテクチャは、数学的な DSP
アルゴリズムの実行に効果を発揮します。 
SIMD モードが開始されると、メモリと処理エレメントと
の間のデータ転送方法も変わります。SIMD モードでは、
処理エレメントでの演算動作を維持するために 2 倍のデ
ータ帯域幅が必要になります。この要求のため、SIMD モ
ードが開始されると、メモリと処理エレメントとの間の帯
域幅も 2 倍になります。SIMD モードでデータ転送に
DAG を使用する場合、メモリまたはレジスタ・ファイル
に対する各アクセスで 2 個のデータ値が転送されます。 
独立な並列演算ユニット  
各処理エレメントには、演算ユニットのセットがあります。
演算ユニットは、ALU、乗算器、シフタから構成されて
います。これらのユニットは、すべての命令を 1 サイクル
で実行します。各処理エレメント内の 3 個のユニットは、
最大の演算スループットを得る並行構成になっています。
1 個のマルチファンクション命令により、ALU と乗算器
の並行動作が行われます。SIMD モードでは、両処理エレ
メントで ALU と乗算器の並行動作が発生します。これら
の演算ユニットは、IEEE 32 ビット単精度浮動小数点、
40 ビット拡張精度浮動小数点、32 ビット固定小数点の各
データ・フォーマットをサポートしています。 
データ・レジスタ・ファイル 
汎用データ・レジスタ・ファイルは、各処理エレメントに
内蔵されています。レジスタ・ファイルは、演算ユニット
とデータ・バスとの間でデータを転送し、途中結果を保持
します。これらの 10 ポート 32 レジスタからなるレジス
タ・ファイル(16 個のプライマリ、16 個のセカンダリ)と
ADSP-2136x の強化型ハーバード・アーキテクチャとの
組み合わせにより、演算ユニットと内部メモリとの間で制
約のないデータ・フローが可能になっています。PEX 内
のレジスタは R0～R15 と呼ばれ、PEY 内のレジスタは
S0～S15 と呼ばれます。 
コンテキスト・スイッチ 
多くのプロセッサ・レジスタには、割り込みサービス中に

高速なコンテキスト・スイッチを可能にするために使用で

きるセカンダリ・レジスタがあります。レジスタ・ファイ

ル内のデータ・レジスタ、DAG レジスタ、乗算結果・レ

ジスタにはすべてセカンダリ・レジスタがあります。プラ

イマリ・レジスタはリセット時にアクティブになり、セカ

ンダリ・レジスタはモード・コントロール・レジスタのコ

ントロール・ビットを使ってアクティブにします。 
ユニバーサル・レジスタ 
これらのレジスタは汎用タスクに使うことができます。

USTAT (4)レジスタを使うと、コアのすべてのシステム・

レジスタ(コントロール/ステータス)のビット操作(Set、
Clear、Toggle、Test、XOR)を容易に行うことができます。  
データ・バス交換レジスタ(PX)の使用により、64 ビット

PM データ・バスと 64 ビット DM データ・バスとの間で、

または 40 ビット・レジスタ・ファイルと PM データ・バ

スとの間で、データを渡すことが可能になっています。こ

れらのレジスタには、データ幅の違いを処理するハードウ

ェアが内蔵されています。  
タイマ 
周期ソフトウェア割り込みを発生できるコア・タイマ。コ

ア・タイマは、タイムアウト信号として FLAG3 を使用す

るように設定することができます。 
1サイクル命令フェッチと4個のオペランド 

ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサは、デー
タ・メモリ(DM)バスでデータを転送し、プログラム・メ
モリ(PM)バスで命令とデータを転送する強化型ハーバー
ド・アーキテクチャを採用しています(図2参照)。これら
のプロセッサではプログラム・メモリ・バスとデータ・メ
モリ・バスを分離し、かつ命令キャッシュを内蔵している
ため、プロセッサは4個のオペランド(各データ・バスから
2個)と1個の命令(キャッシュから)を同時に1サイクルでフ
ェッチすることができます。 

命令キャッシュ 
これらのプロセッサは、1 個の命令と 4 個のデータ値をフ

ェッチする 3 バス動作を可能にする命令キャッシュを内

蔵しています。キャッシュは選択的で、PM バス・データ・

アクセスとフェッチが競合する命令だけをキャッシュし

ます。このキャッシュにより、コアのフル速度実行(デジ

タル・フィルタの積和や FFT でのバタフライ処理のよう

なループ動作)が可能になります。 
ゼロ・オーバーヘッドのハードウェア循環バッファを
サポートするデータ・アドレス・ジェネレータ 
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 には、2 個のデ

ータ・アドレス・ジェネレータ(DAG)があります。これら

の DAG は、間接アドレシング機能とハードウェアによる

循環データ・バッファの構成に使用されます。循環バッフ

ァを使うと、遅延ラインの効率の良いプログラミングとデ

ジタル信号処理に必要なその他のデータ構造が実現でき

るため、広くデジタル・フィルタとフーリエ変換で使用さ

れています。2 個の DAG には、最大 32 個の循環バッフ

ァを実現するために十分なレジスタが内蔵されています

(16 個はプライマリレジスタ・セット用、16 個はセカンダ

リレジスタ・セット用)。DAG は、アドレス・ポインタの

ラップアラウンドを自動的に処理するため、オーバーヘッ

ドを削減し、性能を向上させ、構成を簡素化します。循環

バッファは、任意のメモリ・ロケーションから開始させて

終了させることができます。 
柔軟な命令セット 

48ビットの命令ワードにより、多様な並行動作が可能にな
るため、簡潔なプログラミングが可能になります。例えば、
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369は、両処理エレメン
トで、乗算、加算、減算を条件付きで実行すると同時に、
分岐や最大4個の32ビット値のメモリからのフェッチを1
命令で行うことができます。 

内蔵メモリ 

これらのプロセッサは、2 Mビットの内部RAMと6Mビッ
トのマスク・プログラマブルROMを内蔵しています。各
ブロックは、コード・ストレージとデータ・ストレージの
さまざまな組み合わせに構成することができます(表3参
照)。各メモリ・ブロックは、コア・プロセッサとI/Oプロ
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セッサから独立な1サイクルのアクセスをサポートします。
このメモリ・アーキテクチャと、分離した内蔵バスとの組
み合わせにより、コアからの2回のデータ転送とI/Oプロセ

ッサからの1回のデータ転送が1サイクルで可能になって
います。 

表3 内部メモリ空間 1 

IOP Registers  0x0000 0000–0x0003 FFFF 

Long Word (64 Bits) 
Extended Precision Normal or 
Instruction Word (48 Bits) Normal Word (32 Bits) Short Word (16 Bits) 

Block 0 ROM (Reserved) 
0x0004 0000–0x0004 BFFF  

Block 0 ROM (Reserved) 
0x0008 0000–0x0008 FFFF 

Block 0 ROM (Reserved) 
0x0008 0000–0x0009 7FFF 

Block 0 ROM (Reserved) 
0x0010 0000–0x0012 FFFF 

Reserved 
0x0004 F000–0x0004 FFFF  

Reserved  
0x0009 4000–0x0009 FFFF 

Reserved 
0x0009 E000–0x0009 FFFF 

Reserved 
0x0013 C000–0x0013 FFFF 

Block 0 SRAM 
0x0004 C000–0x0004 EFFF  

Block 0 SRAM 
0x0009 0000–0x0009 3FFF 

Block 0 SRAM 
0x0009 8000–0x0009 DFFF 

Block 0 SRAM 
0x0013 0000–0x0013 BFFF 

Block 1 ROM (Reserved) 
0x0005 0000–0x0005 BFFF 

Block 1 ROM (Reserved) 
0x000A 0000–0x000A FFFF 

Block 1 ROM (Reserved) 
0x000A 0000–0x000B 7FFF 

Block 1 ROM (Reserved) 
0x0014 0000–0x0016 FFFF 

Reserved 
0x0005 F000–0x0005 FFFF 

Reserved 
 0x000B 4000–0x000B FFFF 

Reserved 
0x000B E000–0x000B FFFF 

Reserved 
0x0017 C000–0x0017 FFFF 

Block 1 SRAM 
0x0005 C000–0x0005 EFFF  

Block 1 SRAM 
0x000B 0000–0x000B 3FFF 

Block 1 SRAM 
0x000B 8000–0x000B DFFF 

Block 1 SRAM 
0x0017 0000–0x0017 BFFF 

Block 2 SRAM 
0x0006 0000–0x0006 0FFF 

Block 2 SRAM 
0x000C 0000–0x000C 1554 

Block 2 SRAM 
0x000C 0000–0x000C 1FFF 

Block 2 SRAM 
0x0018 0000–0x0018 3FFF 

Reserved 
0x0006 1000– 0x0006 FFFF  

Reserved 
0x000C 1555–0x000C 3FFF 

Reserved 
0x000C 2000–0x000D FFFF 

Reserved 
0x0018 4000–0x001B FFFF 

Block 3 SRAM 
0x0007 0000–0x0007 0FFF 

Block 3 SRAM 
0x000E 0000–0x000E 1554 

Block 3 SRAM 
0x000E 0000–0x000E 1FFF 

Block 3 SRAM 
0x001C 0000–0x001C 3FFF 

Reserved 
0x0007 1000–0x0007 FFFF 

Reserved  
0x000E 1555–0x000F FFFF 

Reserved 
0x000E 2000–0x000F FFFF 

Reserved 
0x001C 4000–0x001F FFFF 

 
1ADSP-21368とADSP-21369プロセッサは、カスタム定義可能なROMブロックを内蔵しています。 詳細については、最寄りのADIにお尋ねください。 

SRAM は、最大 64k ワードの 32 ビット・データとして、

128k ワードの 16 ビット・データとして、42k ワードの

48 ビット命令として(もしくは 40 ビット・データ)、また

は最大 2M ビットの様々なワード・サイズの組み合わせと

して、構成することができます。すべてのメモリは、16
ビット、32 ビット、48 ビット、または 64 ビット・ワー

ドとしてアクセスすることができます。16 ビットの浮動

小数点ストレージ・フォーマットをサポートしています。

これにより内部で保存できるデータ量が実質的に 2 倍に

なります。32 ビット浮動小数点フォーマットと 16 ビット

浮動小数点フォーマットとの間の変換は、1 命令で実行さ

れます。各メモリ・ブロックはコードとデータ、共に保存

できますが、転送に DM バスを使って 1 つのブロックに

データを保存し、さらに転送に PM バスを使って別のブ

ロックに命令とデータを保存するとき、アクセスが最も効

率良くなります。 
1 本のバスを各メモリ・ブロック専用にして DM バスと

PM バスを使うと、2 個のデータ転送の 1 サイクルでの実

行を確実に行うことができます。この場合、命令はキャッ

シュ内に存在する必要があります。 

内蔵メモリの帯域幅 
この内部メモリ・アーキテクチャにより、プログラムは 4
個の内の任意のブロックへ同時に 4 回アクセスすること

ができます(競合するブロックがない場合)。DMD バスと

PMD バス(2×64 ビット、コア CLK)、さらに IOD0/1 バ

ス(2×32 ビット、PCLK)を使って合計帯域幅が得られます。 
ROMベースのセキュリティ 

ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369は、ROMセキュリテ
ィ機能を持っています。この機能は、イネーブル時に内部
コードの不正な読み出しを防止することにより、ユーザ・
ソフトウェア・コードを保護するためのハードウェア・サ
ポートを提供します。この機能を使うと、プロセッサは外
部コードからブート・ロードしなくなり、内部ROMから
のみ実行するようになります。さらに、JTAGポートから
プロセッサを自由にアクセスできなくなります。代わりに、
JTAGまたはテスト・アクセス・ポートからスキャン入力
する必要のある独自な64ビット・キーが各ユーザに割り当
てられます。デバイスは不正なキーを無視しますが、エミ
ュレート機能と外部ブート・モードは、正しいキーがスキ
ャンされたときにのみ使用可能になります。
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ファミリー・ペリフェラルのアーキテクチャ 
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 ファミリーには、
高品質オーディオ、医用画像、通信、軍用、テスト装置、
3D グラフィックス、スピーチ認識、モーター制御、イメ
ージングなどの広範囲なアプリケーションをサポートす
る豊富なペリフェラルが内蔵されています。 
外部ポート 
外部ポート・インターフェースでは、コア・アクセスと
DMAアクセスによる外部メモリへのアクセスをサポート
しています。外部メモリ・アドレス空間は 4 バンクに分割
されています。すべてのバンクは、非同期メモリまたは同
期 メ モ リ と し て 設 定 す る こ と が で き ま す 。
ADSP-21367/8/9 プロセッサの外部ポートは、次のモジュ
ールで構成されています。 
・ SRAM、FLASH、一般的な非同期 SRAM アクセス・

プロトコルを満たすその他のデバイスと通信する非
同期メモリ・インターフェース。バンク 0 の 14M ワ
ードの外部メモリと、バンク 1、バンク 2、バンク 3
の 16M ワードの外部メモリをサポートする AMI。 

・ 標準 SDRAM と外付け部品なしでインターフェース
する SDRAM コントローラ。バンク 0 の 62M ワー
ドの外部メモリと、バンク 1、バンク 2、バンク 3 の
64M ワードの外部メモリをサポートする SDC。 

・ 内部メモリと外部メモリとの間で外部ポートを使っ
たコア転送と DMA 転送の調整を行う調停ロジック。 

・ 最大 4 個の ADSP-21368 プロセッサを接続して外部
バス・システムの共用を可能にする共用メモリ・イ
ンターフェース(ADSP-21368 の場合)。 

SDRAMコントローラ 
このSDRAMコントローラは、最大4バンクの業界標準
SDRAMデバイスまたはDIMMに対するインターフェース
を提供します。このインターフェースは最大fSCLKの速度で
動作します。SDRAM規格に完全に準拠しているため、各
バンクは固有のメモリ・セレクト・ライン(MS0～MS3)に
より、16M～128Mバイトのメモリを含むように構成する
ことができます。SDRAM外部メモリ・アドレス空間を表
4に示します。 
プログラマブル・タイミング・パラメータセットを使って、
低速のメモリ・デバイスをサポートする SDRAM バンク
を設定することができます。メモリ・バンクは、最大性能，
最大帯域幅の 32 ビット構成，または最小デバイス数と低
システム価格の 16 ビット構成にすることができます。  
SDRAM コントローラのアドレス、データ、クロック、コ
ントロールピンは、最大 30 pF の負荷を駆動することが
できます。大規模なメモリ・システムの場合、SDRAM コ
ントローラの外部バッファ・タイミングを選択して、
SDRAM コントローラ・ピンの負荷が 30 pF を超えない
ように外部バッファを設ける必要があります。 

表4 SDRAM アドレスに対する外部メモリ 

Bank 
Size in 
Words Address Range 

Bank 0 62M 0x0020 0000–0x03FF FFFF 

Bank 1 64M 0x0400 0000–0x07FF FFFF 

Bank 2 64M 0x0800 0000–0x0BFF FFFF 

Bank 3 64M 0x0C00 0000–0x0FFF FFFF 

 

外部メモリ  

外部バス・インターフェース・ユニットは、さまざまな業
界標準メモリ・デバイスに対して高性能で外付け部品の不
要なインターフェースを提供します。32ビット幅のバスを
使って、別々の内部メモリ・コントローラを介して同期お
よび/または非同期メモリ・デバイスに接続することがで
きます。一つ目は業界標準の同期DRAMデバイスとDIMM 
(Dual Inline Memory Module)を接続するためのSDRAMコ
ントローラであり、二つ目は多様なメモリ・デバイスに対
するインターフェースで使用する非同期メモリ・コントロ
ーラです。4本のメモリ・セレクト・ピンにより、最大4
個のデバイスを使用することができるため、同期と非同期
デバイス・タイプの任意の組み合わせをサポートすること
ができます。非SDRAM外部メモリ・アドレス空間を表5
に示します。 

表5 非 SDRAM アドレスに対する外部メモリ 

Bank 
Size in 
Words Address Range 

Bank 0 14M 0x0020 0000–0x00FF FFFF 

Bank 1 16M 0x0400 0000–0x04FF FFFF 

Bank 2 16M 0x0800 0000–0x08FF FFFF 

Bank 3 16M 0x0C00 0000–0x0CFF FFFF 

 

外部メモリの共用 
ADSP-21368 プロセッサでは、他の ADSP-21368 プロセ

ッサと共用する外部メモリに接続して構成する共用外部

バス・プロセッサ・システムをサポートしています。この

機能には、次のサポートが含まれます。 
・ 共用外部バスに対する内蔵調停と送信 
・ 固定および循環優先順位バス調停 
・ バス・タイムアウト・ロジック 
・ バス・ロック 

複数のプロセッサで、調停ロジックを追加することなく外

部バスを共用することができます。調停ロジックは、最大

4 個のプロセッサを接続できるように内蔵されています。  

バス調停はBR1～4の信号を使って行われ、バス調停の優

先順位方式はRPBAピンの設定で指定されます。表8に、

マルチプロセッサ・システムで使用するピンの説明を示し

ます。 

外部ポートのスループット 
166 MHz クロックと 32 ビット・データ・バスに基づく外

部ポートのスループットは、AMI では 221M バイト/s、
SDRAM では 664M バイト/s です。 
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非同期メモリ・コントローラ 
非同期メモリ・コントローラは、最大 4 バンクのメモリ・
デバイスまたは I/O デバイスに対して設定可能なインタ
ーフェースを提供します。各バンクは異なるタイミング・
パラメータを使って独立に設定可能であるため、SRAM、
ROM、フラッシュ EPROM、さらに標準メモリ・コント
ロール・ラインを使ってインターフェースする I/O デバイ
スなどの多様なメモリ・デバイスに対する接続が可能です。
プロセッサのアドレス空間で、バンク 0 は 14M のワー
ド・ウインドウを、バンク 1、2、3 は 16M のワード・ウ
インドウをそれぞれ占有しますが、すべてを使用しない場
合は、メモリ・コントローラ・ロジックを使って、これら
のウインドウが連続しないようにすることができます。こ
のバンクは、高性能または低価格かつ低消費電力用の広範
囲なメモリや I/O デバイスに容易にインターフェースで
きるように、8 ビット幅バス、16 ビット幅バス、または
32 ビット幅バスに構成することもできます。 

 

パルス幅変調 
PWMモジュールは柔軟でプログラマブルなPWM波形ジ
ェネレータであり、モーターやエンジンの制御やオーディ
オ・パワー制御に関係する種々のアプリケーションで必要
とされるスイッチング・パターンを発生するように設定す
ることができます。PWM ジェネレータは、中心揃えまた
はエッジ揃えの PWM 波形を発生することができます。
さらに、ペアード・モードで 2 本の出力に相補信号を発生
するか、または非ペアード・モードで独立な信号を発生す
ることができます(4 個の PWM 波形からなる 1 グループ
に使用可能)。  
PWM モジュール全体としては、各々4 個の PWM 出力か
らなるグループを 4 個持っています。このため、このモジ
ュールは合計 16 個の PWM 出力を発生します。各 PWM
グループは、4 本の PWM 出力を使って PWM 信号対を 2
対発生します。  
この PWM ジェネレータは、中心揃え PWM 波形を発生
する際に、シングル更新モードまたはダブル更新モードの
2 種類のモードで動作することができます。シングル更新
モードでは、PWM 周期で 1 回だけデューティ・サイクル
値を設定することができます。この設定により、PWM 周
期の中心に関して対称な PWM パターンが得られます。
ダブル更新モードでは、PWM 周期の中央で PWM レジス
タの 2 回目の更新ができます。このモードでは、2 相 PWM
インバータ用の高調波歪みの小さい対称 PWM パターン
を発生することができます。 
デジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI) 

デジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)は、
種々のペリフェラルを任意のDSP DAIピン(DAI_P20～1)
へ接続する機能を提供します。これらの接続は、図1に示
す信号ルーティング・ユニット(SRU1)を使ってプログラ
ムから行います。 

SRU は、ソフトウェアからの制御で、DAI が提供するペ

リフェラルを相互接続できるようにするマトリックス・ル

ーティング・ユニット(すなわちマルチプレクサのグルー

プ)です。この機能を使った場合、大規模なセットのアル

ゴリズムを使うことにより、広範囲なアプリケーションに

対応させたペリフェラルを、信号パスを設定できない場合

に比べて遥かに容易に使用できるようになります。 
DAIにはシリアル・ポート×8、S/PDIFレシーバ/トランス
ミッタ×1、高精度クロック・ジェネレータ(PCG)×4、8チ

ャネルの非同期サンプル・レート・コンバータ、入力デー
タ・ポート(IDP)×1が内蔵されています。IDPは、プロセッ
サ・コアに対する追加入力パスを提供し、8チャンネルの
I2Sシリアル・データとして、または7チャンネルおよび1
個の20ビット幅同期パラレル・データ・アクイジション・
ポートとして構成することができます。各データ・チャン
ネルには、プロセッサのシリアル・ポートから独立した固
有のDMAチャンネルがあります。 

詳細については、「ADSP-21368 SHARC Processor 
Hardware Reference」を参照してください。 

シリアル・ポート 

これらのプロセッサは、8個の同期シリアル・ポート
(SPORT)を内蔵しています。これらのポートは、アナロ
グ・デバイセズのAD183xファミリーのオーディオ・コー
デック、ADC、DACのような、多様なデジタルおよびミ
ックスド・シグナル・ペリフェラル・デバイスに対する安
価なインターフェースを提供します。シリアル・ポートは、
2本のデータ・ライン、クロック、フレーム同期から構成
されています。データ・ラインは送信または受信に設定す
ることができ、各データ・ラインには専用のDMAチャン
ネルがあります。 
シリアル・ポートは 16 本のプログラマブルなピンと同時
受信または送信ピンから構成され、8 個の全 SPORT がイ
ネーブルされた場合にはオーディオ・データの最大 32 送
信チャンネルまたは最大 32 受信チャンネルを、またはフ
レームあたり 128 チャンネルの 8 個の全二重 TDM スト
リームを、それぞれサポートします。 
シリアル・ポートは、50 Mbps の最大データ・レートで
動作します。シリアル・ポート・データは、専用の DMA
チャンネルを使って、内蔵メモリとの間で自動的に転送す
ることができます。各シリアル・ポートを別のシリアル・
ポートと組み合わせて動作させて、TDM をサポートする
ことができます。1 つの SPORT が 2 つの送信信号を提供
すると同時に、他の SPORT が 2 つの受信信号を提供しま
す。フレーム同期とクロックは共用されます。 
シリアル・ポートは次の 5 種類のモードで動作します。 
・ 標準 DSP シリアル・モード 
・ パックド I2S モードをサポートするマルチチャンネ

ル(TDM)モード 
・ I2S モード 
・ パックド I2S モード 
・ 左詰めサンプル・ペア・モード 

左詰めサンプル・ペア・モードは、各フレーム同期サイク

ルで 2 個のデータ・サンプルが送信/受信されるモードで

す(フレーム同期の上位セグメントで 1 サンプル、フレー

ム同期の下位セグメントで 1 サンプル)。このモードの

種々の属性はプログラムから制御されます。  
各シリアル・ポートは左詰めサンプル・ペア・プロトコル
とI2Sプロトコル(I2Sは業界標準のインターフェースであ
り、アナログ・デバイセズAD183xファミリーのような、
オーディオ・コーデック、ADC、DACに広く採用されて
います)をサポートし、2本のデータ・ピンを使って、シリ
アル・ポートあたり4個の左詰めサンプル・ペアまたはI2S
チャンネル(2個のステレオ・デバイスを使用)が可能で、
最大32のI2Sチャンネルが可能です。シリアル・ポートで
は、リトル・エンディアンまたはビッグ・エンディアンの
伝送フォーマットと、3～32ビットのワード長が可能です。
左詰めサンプル・ペア・モードとI2Sモードの場合、デー
タ・ワード長は8～32ビットが可能です。シリアル・ポー
トでは、選択可能な同期モードと送信モードを提供し、さ
らにオプションでチャンネルごとにμ則またはA則の圧
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伸特性が選択できます。シリアル・ポート・クロックとフ
レーム同期は、内部または外部で発生することができます。 
シリアル・ポートには、シリアル・ポートが早く着信した
フレーム同期(たとえば前のワードの送信/受信中に着信
するフレーム同期)を検出するフレーム同期エラー検出ロ
ジックも内蔵されています。また、すべてのシリアル・ポ
ートが 1 つの専用エラー割り込みを共用しています。 

S/PDIF 互換のデジタル・オーディオ・レシーバ/トランス

ミッタ 
S/PDIFレシーバ/トランスミッタには個別のDMAチャン
ネルはありません。オーディオ・データをシリアル・フォ
ーマットで受信して、バイフェーズ符号信号に変換します。
レシーバ/トランスミッタへのシリアル・データは、16、
18、20、または24ビット・ワード幅の左詰め、I2S、また
は右詰めとして入力することができます。 

S/PDIFレシーバ/トランスミッタへのシリアル・データ入
力、クロック入力、フレーム同期入力は、信号ルーティン
グ・ユニット(SRU)を介して接続されます。SPORT、外部
ピン、高精度クロック・ジェネレータ(PCG)またはサンプ
ル・レート・コンバータ(SRC)のような様々なソースから
入力することができ、SRUコントロール・レジスタから制
御されます。 

同期/非同期サンプル・レート・コンバータ 
サンプル・レート・コンバータ(SRC)には 4 個の SRC ブ
ロックが内蔵されており、AD1896 192 kHz ステレオ非
同期サンプル・レート・コンバータで使用された同じコア
が使用され、最大 128 dB の SNR を提供します。SRC ブ
ロックは、独立なステレオ・チャンネル間で、内部プロセ
ッサ・リソースを使うことなく、同期または非同期サンプ
ル・レート変換を行うために使用されます。4 個の SRC
ブロックを組み合わせて動作させて、複数チャンネル・オ
ーディオ・データを位相不一致なしで変換することもでき
ます。また、SRC を使って、S/PDIF レシーバのようなジ
ッタの多いクロック・ソースからのオーディオ・データを
クリーンアップすることもできます。 

入力データ・ポート 

IDPは、最大8個のシリアル入力チャンネル(各々にはクロ
ック、フレーム同期、データ入力があります)を提供しま
す。8チャンネルは深さ8のFIFOを使って、1本の32ビット
に自動的にマルチプレクスされます。データは、64ビッ
ト・フレームとして常にフォーマットされ、2個の32ビッ
ト・ワードに分割されます。このシリアル・プロトコルは、
I2S、左詰めサンプルペア、または右詰めモードのオーデ
ィオ・チャンネルを受信するようにデザインされています。
1フレーム同期サイクルは1個の64ビット左/右対により表
示されますが、データは32ビット・ワード(すなわちフレ
ームの半分ずつ)としてFIFOへ送られます。プロセッサは、
24ビットと32ビットのI2S、24ビットと32ビットの左詰め、
24ビット、20ビット、18ビット、16ビットの右詰めの各フ
ォーマットをサポートしています。 

高精度クロック・ジェネレータ 

高精度クロック・ジェネレータ(PCG)は 4 個のユニットで
構成され、各々はクロック入力信号から信号対(クロック
とフレーム同期)を発生します。ユニット A、B、C、D は
同じ機能であり、互いに独立に動作します。各ユニットで
発生される 2 つの信号は通常、シリアル・ビット・クロッ
ク/フレーム同期対として使用されます。 
デジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI) 
デジタル・ペリフェラル・インターフェースは、2 個のシ
リアル・ペリフェラル・インターフェース・ポート(SPI)、
2 個のユニバーサル非同期レシーバ /トランスミッタ

(UART)、1 個の 2 線式インターフェース(TWI)、12 個の
フラグ、3 個の汎用タイマに対する接続を提供します。 

シリアル・ペリフェラル(互換)インターフェース 
これらのプロセッサは、2個のシリアル・ペリフェラル・
インターフェース・ポート(SPI)を内蔵しています。SPIは
業界標準の同期シリアル・リンクであり、これらのSPI互
換ポートを使って他のSPI互換デバイスと交信することが
できます。SPIは2本のデータ・ピン、1本のデバイス・セ
レクト・ピン、1本のクロック・ピンから構成されていま
す。全二重の同期シリアル・インターフェースであり、マ
スター・モードとスレーブ・モードをサポートしています。
SPIポートは、最大4個の他のSPI互換デバイスとインター
フェースして、マスター・デバイスまたはスレーブ・デバ
イスとして機能することにより、マルチマスター環境で動
作することができます。
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 SPI互換ペリフェラ
ルのボー・レート、クロック位相、クロック極性も設定す
ることができます。SPI互換ポートでは、オープン・ドレ
イン・ドライバを使用してマルチマスター構成をサポート
し、データの競合を防止します。 

UART ポート 

これらのプロセッサは、PC標準UARTと互換性を持つ全二
重ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)
ポートを内蔵しています。このUARTポートは他のペリフ
ェラルまたはホストに対するシンプルなUARTインター
フェースを提供し、全二重、DMA、シリアル・データの
同期転送をサポートしています。このUARTも、9ビット・
アドレスの検出を行うマルチプロセッサ通信機能を持っ
ています。この機能により、RS-485データ・インターフェ
ース規格に従ってマルチドロップ・ネットワークで使用す
ることができます。このUARTポートは、5～8ビットのデ
ータ・ビット、1ビットまたは2ビット幅のストップ・ビッ
ト、パリティ(偶数、奇数または無し)をサポートしていま
す。UARTポートは次の2つの動作モードをサポートして
います。 
・ PIO (プログラムド I/O)―プロセッサは I/O マップド

UART レジスタに対して書き込みまたは読み出しを
行うことにより、データを送信または受信します。
データは送信と受信でダブル・バッファされていま
す。 

・ DMA (ダイレクト・メモリ・アクセス)―DMA コン
トローラが送信データと受信データを転送します。
この方法は、メモリに対するデータ転送に必要とさ
れる割り込みの回数と頻度を減らします。UART は、
送信と受信に対して各 1 個の専用 DMA チャンネル
を持っています。これらの DMA チャンネルはサー
ビス・レートが相対的に低いため、大部分の DMA
チャンネルより低いデフォルト優先順位を持ってい
ます。 

UART ポートのボー・レート、シリアル・データ・フォ
ーマット、エラー・コードの発生とステータス、割り込み
は次のように設定することができます。 
・ 毎秒(fSCLK/ 1,048,576)～(fSCLK/16)ビットの範囲のビ

ット・レートをサポート 
・ 1 フレーム当たり 7～12 ビットのデータ・フォーマ

ットをサポート 
・ 送信動作と受信動作でプロセッサに対するマスク可

能な割り込みを発生するように設定可能 
ここで、16 ビット UART_Divisor は、DLH レジスタ(上
位 8 ビット)と DLL レジスタ(下位 8 ビット)から取得しま
す。 
汎用タイマの機能との組み合わせにより、自動ボー・レー
ト検出機能をサポートします。  
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ペリフェラル・タイマ 

3 個の汎用タイマは、周期割り込みを発生することができ、

次の 3 種類のモードで動作するように独立に設定するこ

とができます。 
・ パルス波形発生モード 
・ パルス幅カウント/キャプチャ・モード 
・ 外部イベント・ウォッチドッグ・モード 

各汎用タイマは 1 本の双方向ピンと 4 個のレジスタを持

っています。これら 4 個のレジスタは動作モードを制御し、

6 ビットのコンフィギュレーション・レジスタ、32 ビッ

トのカウント・レジスタ、32 ビットの周期レジスタ、32
ビットのパルス幅レジスタからなります。1 個のコントロ

ール/ステータス・レジスタにより、3 個の汎用タイマを独

立にイネーブル/ディスエーブルすることができます。 

2 線式インターフェース・ポート(TWI) 
TWIは、I2Cバス・プロトコルに準拠する8ビット・データ
の転送に使う双方向2線式シリアル・バスです。TWIマス
ターは次の機能を持っています。 

・ マルチ・マスター・データ調停をサポートする複数

デバイス・システムでのマスター/スレーブ同時動作 
・ デジタル・フィルタ機能と時間イベント処理 
・ 7 ビットおよび 10 ビットのアドレシング 
・ 100 kbps と 400 kbps のデータ・レート 
・ 低割り込みレート 

I/Oプロセッサの機能 
I/O プロセッサは、多くの DMA チャンネルを提供し、前

述の広範囲なペリフェラルを制御します。  
DMAコントローラ 
プロセッサの内蔵 DMA コントローラにより、プロセッサ

の介入なしでデータ転送を行うことができます。DMA コ

ントローラは独立に動作し、プロセッサ・コアからは見え

ないため、DMA 動作はコアのプログラム命令実行と同時

に発生することができます。DMA 転送は、シリアル・ポ

ート、SPI 互換(シリアル・ペリフェラル・インターフェ

ース)ポート、IDP (入力データ・ポート)、パラレル・デ

ータ・アクイジション・ポート(PDAP)、または UART と、

プロセッサの内部メモリとの間で行うことができます。  
ADSP-2136xプロセッサには34チャンネルのDMAがあり
ます(表6)。 

表6 DMA チャンネル 

Peripheral DMA Channels 

SPORTs 16 

PDAP 8 

SPI 2 

UART 4 

External Port 2 

Memory-to-Memory 2 

 

ディレイライン DMA 
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサは、ディ
レイラインDMA機能を提供します。この機能を使うと、
プロセッサは外部ディレイライン・バッファ(外部メモリ、
SRAMまたはSDRAM)に対してコアの介入を最小限にし
た読み出しと書き込みを行うことができます。 

システム・デザイン 
次のセクションでは、システム・デザイン・オプションと

電源問題の概要を説明します。  
プログラム・ブート 

プロセッサの内部メモリは、システム・パワーアップ時に
外部ポートに接続された8ビットEPROM、SPIマスター，
SPIスレーブ、もしくは内部ブートによりブートすること
ができます。ブートは、ブート設定(BOOT_CFG1～0)ピン
から制御されます(表7参照)。ブート・ソースの選択はマ
スターまたはスレーブ・デバイスとしてのSPIから制御さ
れるか、あるいは、ROMから直ちに実行を開始すること
ができます。  

表7 ブート・モード選択 

BOOT_CFG1–0 Booting Mode 

00 SPI Slave Boot 

01 SPI Master Boot 

10 EPROM/FLASH Boot 

11 Reserved 

 

電源 

プロセッサは、内部電源(VDDINT)、外部電源(VDDEXT)、アナ
ログ電源(AVDD/AVSS)に別々の電源接続を持っています。内
部電源とアナログ電源は、400 MHzデバイスでは1.3 V条件
を、333 MHzと266 MHzのデバイスでは1.2 V条件を、それ
ぞれ満たす必要があります。外部電源は3.3 Vの条件を満
たす必要があります。すべての外部電源ピンは、同じ電源
に接続する必要があります。 

アナログ電源ピン(AVDD)がプロセッサの内部クロック・ジ
ェネレータPLLの電源になっていることに注意してくだ
さい。安定なクロックを発生するためには、PCBデザイン
でAVDDピンに外付けフィルタ回路を使用することが推奨
されます。フィルタ部品はできるだけAVDD/AVSSピンの近く
に配置してください。回路例を図3に示します。(推奨フェ
ライト・チップは村田製のBLM18AG102SN1Dです)。ノイ
ズの混入を少なくするためには、PCBでVDDINTとGNDに対
して電力プレーンとグラウンド・プレーンの並行対を使う
必要があります。太いパターンを使用してバイパス・コン
デンサをアナログ電源(AVDD)ピンとグラウンド(AVSS)ピン
へ接続してください。図3に規定するAVDDピンとAVSSピンは
プロセッサへの入力であり、ボードのアナログ・グラウン
ド・プレーンではないことに注意してください。AVSSピン
はチップのデジタル・グラウンド(GND)に直接接続する必
要があります。 



 ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369
 

Rev. E  － 11/58 － 

図3 アナログ電源(AVDD)のフィルタ回路 

 

ターゲット・ボードJTAGエミュレータのコネクタ 

アナログ・デバイセズのJTAGエミュレータのDSPツール
製品ラインでは、ADSP-21367/ ADSP-21368/ADSP-21369
プロセッサのIEEE 1149.1 JTAGテスト・アクセス・ポート
を使って、エミュレーション時にターゲット・ボード・プ
ロセッサのモニタと制御を行っています。アナログ・デバ
イセズのJTAGエミュレータのDSPツール製品ラインは、
フル・プロセッサ速度でのエミュレーションを提供するた
め、メモリ、レジスタ、プロセッサ・スタックの検証と変
更が可能です。プロセッサのJTAGインターフェースでは、
エミュレータがターゲット・システムのローディングまた
はタイミングに影響を与えないことを保証します。 

アナログ・デバイセズの JTAG エミュレータの SHARC 
DSP ツール製品ラインの動作の詳細については、該当す

るエミュレータ・ハードウェア・ユーザズ・ガイドを参照

してください。 

開発ツール 
プロセッサは、アナログ・デバイセズのエミュレータと
VisualDSP++®開発環境を含むCROSSCORE®ソフトウェア
およびハードウェア開発ツールの完全なセットによりサ
ポートされています。アナログ・デバイセズの他のSHARC
プロセッサをサポートしている同じエミュレータ・ハード
ウェアもADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369をエミュ
レートします。 

VisualDSP++プロジェクト・マネジメント環境は、アプ

リケーションの開発とデバッグを可能にします。この環境

には、代数的な構文に基づいた使い易いアセンブラ、アー

カイバ(ライブラリアン/ライブラリ・ビルダ)、リンカー、

ローダ、サイクル精度の命令レベルシミュレータ、C/C++
コンパイラ、DSP 関数と数学関数を含む C/C++ランタイ

ム・ライブラリが含まれています。これらのツールのキ

ー・ポイントは C/C++コードの効率です。コンパイラは、

C/C++コードを DSP アセンブリに効率良く変換するよう

に開発されています。SHARC には、コンパイルされた

C/C++コードの効率を改善するアーキテクチャ機能があ

ります。 
VisualDSP++デバッガは多くの重要な機能を持っていま

す。データ表示は、柔軟性を提供するプロッティング・パ

ッケージにより機能強化されています。ユーザ・データの

グラフィック表示により、プログラマはアルゴリズムの性

能を迅速に調べることができます。アルゴリズムが複雑に

なる程、この機能設計者の開発スケジュールや、生産性を

向上させます。統計プロファイリング機能は、プログラム

の実行状況を監視することが出来ます。VisualDSP++独

自のこの機能を使うと、ソフトウェア開発者はプログラム

のリアルタイム特性を損なうことなく重要なコード実行

の測定データを収集することができます。ソフトウェア内

のボトルネックを迅速かつ効果的に特定できます。プロフ

ァイラを使うと、プログラマは性能に影響を与える領域に

専念できるようになり、対策を講じることができます。 
VisualDSP++デバッガを使って、C/C++プログラムとア

センブリ・プログラムをデバッグすると、プログラマは次

のことが可能になります。 
・ C/C++とアセンブリ・コードの混在の表示(インター

リーブされたソースとオブジェクト情報) 
・ ブレークポイントの挿入 
・ レジスタ、メモリ、スタックへの条件付きブレーク

ポイントの設定 
・ プログラム実行の連続的または統計的な分析 
・ メモリ内容のフィル、ダンプ、図形的表示 
・ ソース・レベル・デバッグの実行 
・ カスタム・デバッガ・ウインドウの作成 

VisualDSP++ IDDE を使うと、DSP ソフトウェア開発の

定義と管理が可能になります。ダイアログ・ボックスと属

性ページを使うと、VisualDSP++エディタ内での色によ

る強調表示などのすべての SHARC 開発ツールの設定と

管理ができます。これらの機能によりプログラマは次のこ

とが可能になります。 
・ 開発ツールによる入力の処理方法と出力の発生方法

の制御 
・ ツールのコマンドライン・スイッチとの 1 対 1 対応

の維持 
VisualDSP++カーネル(VDK)は、DSP プログラミングの

メモリ制約とタイミング制約を解決するように特別に作

成されたスケジューリングとリソース・マネジメントを内

蔵しています。これらの機能を使うと、コードを効率的に

開発できるようになり、新しいアプリケーション・コード

を開発する際に、早くからスタートする必要がなくなりま

す。VDK の機能には、スレッド領域、クリティカル領域、

未スケジュール領域、セマフォ、イベント、デバイス・フ

ラグが含まれています。また、VDK は優先順位ベースの、

プリエンプティブで協調動作的なタイムスライス・スケジ

ューリング・アプローチもサポートしています。さらに、

VDK はスケーラブルにデザインされています。アプリケ

ーションである特定の機能を使わない場合には、その機能

をサポートするコードはターゲット・システムから除外さ

れます。 
VDKはライブラリであるため、開発者が使用するか否か
を決めることができます。VDKはVisualDSP++開発環境に
統合されていますが、標準のコマンドライン・ツールと一
緒に使用することもできます。VDKを使うと、この開発
環境は、多くのエラーを起こしやすいタスクについて開発
者を支援し、システム・リソースの管理を支援し、種々の
VDKベースのオブジェクト生成を自動化し、VDKを使用
するアプリケーションのデバッグではシステム状態を表
示します。 

Expert Linker を使って、組み込型システムのコードと

データの配置を視覚的に操作します。カラー・コード化さ

れたグラフィカル形式でメモリ使用率を表示し、マウスの

ドラッグによりコードとデータをプロセッサまたは外部

メモリの異なる領域へ容易に移動することができ、ランタ
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イム・スタックとヒープ使用率を調べることができます。

エキスパート・リンカーは既存リンカー定義ファイル

(LDF)と完全な互換性を持っているため、グラフィカル環

境とテキスト環境との間で移動することができます。 
アナログ・デバイセズが提供するソフトウェア開発ツール
とハードウェア開発ツールの他に、SHARCプロセッサ・
ファミリをサポートする広範囲なツールをサード・パーテ
ィが提供しています。ハードウェア・ツールにはSHARC
プロセッサPCプラグイン・カードが含まれています。サ
ード・パーティのソフトウェア・ツールには、DSPライブ
ラリ、リアルタイム・オペレーティング・システム、ブロ
ック図デザイン・ツールなどがあります。 

エミュレータ互換DSPボード(ターゲット)のデザイン 

アナログ・デバイセズのエミュレータ・ファミリーは、す
べてのDSP開発者がハードウェア・システムとソフトウェ
ア・システムをテストし、デバッグする際に必要とするツ
ールです。アナログ・デバイセズは、各JTAG DSP上でIEEE 
1149.1 JTAGテスト・アクセス・ポート(TAP)を提供してい
ます。プロセッサのJTAGインターフェースを使用すると、
エミュレータがターゲット・システムのローディングまた
はタイミングに影響を与えないインサーキット・エミュレ
ーションが可能になります。エミュレータはこのTAPを使
ってプロセッサの内部機能をアクセスするため、コードの
ロード、ブレークポイントの設定、変数の表示、メモリの
表示、レジスタの表示が可能になります。プロセッサはデ
ータとコマンドを送信するとき停止する必要があります
が、エミュレータによる動作が完了した後に、システム・
タイミングに影響を与えることなく、フル速度で動作する
ようにDSPシステムを設定することができます。 

これらのエミュレータを使うときは、DSPのJTAGポート
をエミュレータへ接続するヘッダーがターゲット・ボード
に付いている必要があります。 

メカニカルレイアウト、シングル・プロセッサ接続、信号
バッファリング、信号終端、エミュレータ・ポッド・ロジ
ックなどのターゲット・ボード・デザイン問題の詳細につ
いては、アナログ・デバイセズのウエブ・サイト
(www.analog.com/jp)にある「Analog Devices JTAG Emulation 
Technical Reference (EE-68)」を参照してください―"EE-68"
のサイト検索をご使用ください。エミュレータ・サポート
の強化に合わせて、このドキュメントは定期的に更新され
ています。 

評価キット 

アナログ・デバイセズは、アナログ・デバイセズのプロセ
ッサ、プラットフォーム、ソフトウェア・ツールによるア
プリケーションの開発またはプロトタイプについて学習
するコスト/パフォーマンスの優れた方法として使う広範
囲なEZ-KIT Lite®評価プラットフォームを提供しています。
各EZ-KIT Liteには、評価ボードと一緒にC/C++コンパイラ、
アセンブラ、リンカーによるVisualDSP++開発およびデバ
ッグ環境の評価スイートが含まれています。また、サンプ
ル・アプリケーション・プログラム、電源、USBケーブル
も添付されています。ソフトウェア・ツールのすべての評
価バージョンは、EZ-KIT Lite製品と組み合わせて使用する
よう制限されています。 

EZ-KIT Lite ボードの USB コントローラは、ボードをユ

ーザの PC の USB ポートに接続して、VisualDSP++評価

スイートによりオンボード・プロセッサをインサーキット

でエミュレートできるようにします。これにより、EZ-KIT 
Lite システムのプログラムをダウンロード、実行、デバ

ッグすることが可能になります。また、ユーザ固有のブー

ト・コードを格納するオンボード・フラッシュ・デバイス

のインサーキット・プログラミングが可能になるため、

PC に接続しないでスタンドアロン・ユニットとしてボー

ドを動作させることができます。 
VisualDSP++のフル・バージョン(別売)をインストールす

ると、EZ-KIT Lite または任意のユーザ定義システムのソ

フトウェアを開発することができます。アナログ・デバイ

セズの JTAG エミュレータの 1 つを EZ-KIT Lite ボード

に接続すると、高速な非侵害型エミュレーションが可能に

なります。 

その他の情報 
このデータシートは、ADSP-21367/ 
ADSP-21368/ADSP-21369のアーキテクチャと機能につい
て情報を提供します。ADSP-2136xファミリー・コア・ア
ーキテクチャと命令セットの詳細については、
「ADSP-21368 SHARC Processor Hardware Reference」と
「SHARC Processor Programming Reference」を参照してく
ださい。 
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ピン機能の説明 

表8のタイプの列では、A =非同期、G =グラウンド、I = 入
力、O =出力、O/T =出力スリー・ステート、P =電源、S =
同期、(A/D) =アクティブ駆動、(O/D) =オープン-ドレイン、
(pd) =プルダウン抵抗、(pu) =プルアップ抵抗を表していま
す。  

ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 SHARCプロセッサ
は、ピン数を削減するためピンの共用を広範囲に行ってい
ます。ピンの共用については、「ADSP-21368 SHARC 
Processor Hardware Reference」のSystem Designの章を参照
してください。 

表8 ピン説明 

名前 タイプ 

リセット時 / 後
の状態  
(ID = 00x) 説明 

ADDR23–0 O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven low 

外部アドレス。プロセッサは外部メモリとペリフェラルのアドレスをこれら

のピンに出力します。  

DATA31–0 I/O (pu)1 Pulled high/ 
pulled high 

外部データ。外部メモリ・インターフェース・データ(I/O)、PDAP (I)、FLAG 
(I/O)、PWM (O)をサポートするためにデータ・ピンを共用することができま

す。リセット時、すべてのデータ・ピンが EMIF モードになり、FLAG(0～
3)ピンは FLAG モード(デフォルト)になります。IDP_PDAP_CTL レジス

タで設定されると、IDP チャンネル 0 がパラレル入力データの外部ポ

ート・ピンをスキャンします。 

ACK I (pu)1  メモリ・アクノリッジ。外部デバイスは、ACK (ロー・レベル)のアサートを

解除して、外部メモリ・アクセスにウエイト状態を追加することができます。

I/O デバイス、メモリ・コントローラ、またはその他のペリフェラルは、ACK
を使って、外部メモリ・アクセスの完了を遅延させることができます。  

MS0–1 O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

メモリ・セレクト・ライン 0～1。外部メモリの対応するバンクのチップ・セ

レクトとして、これらのラインがアサートされます(ロー・レベル)。 MS3～0

ラインは、デコードされたメモリ・アドレス・ラインであり、他のアドレス・

ラインと同時に変化します。外部メモリ・アクセスがないとき、MS3～0 ライ

ンは非アクティブになりますが、条件付きメモリ・アクセス命令が実行され

たとき、条件の真偽によらず、アクティブになります。 

MS1 ピンは、EPORT/FLASH ブート・モードで使用することができます。

詳細については、ハードウェア・リファレンスを参照してください)。 

RD O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

外部ポート読み出しイネーブル。プロセッサが外部メモリから 1 ワード読み

出すごとに、RDがアサートされます。  

WR O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

外部ポート書き込みイネーブル。プロセッサが外部メモリへ 1 ワード書き込

んだときに、WRがアサートされます。  

FLAG[0]/IRQ0 I/O FLAG[0] INPUT FLAG0/割り込み要求 0。 

FLAG[1]/IRQ1 I/O FLAG[1] INPUT FLAG1/割り込み要求 1。 

FLAG[2]/IRQ2/ 

MS2 
I/O with 
programmabl
e pu (for MS 
mode) 

FLAG[2] INPUT FLAG2/割り込み要求 2/メモリ・セレクト 2。 

FLAG[3]/ 
TMREXP/MS3 

I/O with 
programmabl
e pu (for MS 
mode) 

FLAG[3] INPUT FLAG3/タイマ・タイムアウト/メモリ・セレクト 3。 

 
 



 ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369

 

Rev. E  － 14/58 － 

 

表 8 ピン説明 (続き) 

名前 タイプ 

リセット時 / 後
の状態  
(ID = 00x) 説明 

SDRAS O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

SDRAM 行アドレス・ストローブ。SDRAM の RAS ピンへ接続します。他の SDRAM
コマンド・ピンと組み合わせて使い、SDRAM の動作を指定します。  

SDCAS O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

SDRAM 列アドレス・セレクト。SDRAM の CAS ピンに接続します。他の SDRAM
コマンド・ピンと組み合わせて使い、SDRAM の動作を指定します。  

SDWE O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

SDRAM 書き込みイネーブル。SDRAM の WE または W バッファピンに接続します。

SDCKE O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven high 

SDRAM クロック・イネーブル。SDRAM の CKE ピンに接続します。CLK 信号をイ
ネーブル/ディスエーブルします。詳細については、SDRAM デバイスのデータシ
ートを参照してください。 

SDA10 O/T (pu)1 Pulled high/ 
driven low 

SDRAM A10 ピン。非 SDRAM アクセスと並行して SDRAM のリフレッシュを可能
にします。。 
このピンは、SDRAM アクセス時にのみ DSP の A10 ピンに置き換わります。 

SDCLK0 O/T High-Z/driving SDRAMクロック出力ピン 0。このピンのクロック・ドライバは他のすべてのクロッ
ク・ドライバと異なります。図 39を参照してください。 

SDCLK1 O/T  SDRAM クロック出力ピン 1。追加 SDRAM クロック・イネーブル・ピン。 
複数のSDRAMデバイスを使うデバイスで、クロック負荷の増加を処理して、外
付けクロック・バッファを不要にします。SDCLK1 ピンまたは両SDCLKxピン
はスリー・ステートにすることができます。このピンのクロック・ドライバは他
のすべてのクロック・ドライバと異なります。図 39を参照してください。 
SDCLK1 信号は、SBGAパッケージにのみにあります。SDCLK1 信号は、
LQFP_EPパッケージにはありません。 

DAI _P20–1 I/O with 
programmabl
e pu2 

Pulled high/ 
pulled high 

デジタル・アプリケーション・インターフェース。これらのピンは、DAI SRU に
対する物理インターフェースを提供します。DAI SRU コンフィギュレーション・
レジスタにより、オーディオ中心の内蔵ペリフェラルの入力または出力(ピンと
ピンの出力イネーブルに接続)の組み合わせを指定します。実際のピン動作は、
コンフィギュレーション・レジスタにより指定されます。DAI SRU 内のすべての
入力信号または出力信号は、これらの任意のピンに接続することができます。DAI 
SRU は、シリアル・ポート(8)、SRC モジュール、S/PDIF モジュール、入力データ・
ポート(2)、高精度クロック・ジェネレータ(4)から DAI_P20～1 ピンまでの接続を
提供します。プルアップは、DAI_PIN_PULLUP を使ってディスエーブルすることが
できます。 

DPI _P14–1 I/O with 
programmabl
e pu2 

Pulled high/ 
pulled high 

デジタル・ペリフェラル・インターフェース。これらのピンは、DPI SRU に対す
る物理インターフェースを提供します。DPI SRU コンフィギュレーション・レジ
スタにより、内蔵ペリフェラルの入力または出力(ピンとピンの出力イネーブル
に接続)の組み合わせを指定します。実際のピン動作は、これらのペリフェラル
のコンフィギュレーション・レジスタにより指定されます。DPI SRU 内のすべて
の入力信号または出力信号は、これらの任意のピンに接続することができます。
DPI SRU は、タイマ(3)、SPI(2)、UART (2)、フラグ(12)、TWI (1)、汎用 I/O (9)
から DPI_P14～1 ピンまでの接続を提供します。TWI 出力はオープン・ドレイ
ン出力であるため、I2C データとクロックに使われるピンは、ロー・レベルに接
続する必要があります。プルアップは、DPI_PIN_PULLUP を使ってディスエーブル
することができます。 

TDI I (pu)  テスト・データ入力 (JTAG)。バウンダリ・スキャン・ロジックのシリアル・デ
ータ入力。  

TDO O/T  テスト・データ出力(JTAG)。バウンダリ・スキャン・パスのシリアル・スキャン
出力。 

TMS I (pu)  テスト・モード・セレクト(JTAG)。テスト・ステート・マシンの制御に使います。 
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表 8 ピン説明 (続き) 

名前 タイプ 

リセット時 / 後
の状態  
(ID = 00x) 説明 

TCK I  テスト・クロック(JTAG)。JTAG バウンダリ・スキャンのクロックを提供します。
パワーアップ後には TCK をアサート(ロー・レベル)する必要があります。あるい
は、プロセッサの正常動作のためにはロー・レベルを維持する必要があります。

TRST I (pu)  テスト・リセット(JTAG)。テスト・ステート・マシンをリセットします。パワー
アップ後にはTRSTをアサート(ロー・レベル)する必要があります。あるいは、プ
ロセッサの正常動作のためにはロー・レベルを維持する必要があります。  

EMU O/T (pu)  エミュレーション・ステータス。ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 アナ
ログ・デバイセズの DSP ツール製品ラインの JTAG エミュレータ・ターゲット・
ボード・コネクタへ接続する専用ピン。  

CLK_CFG1–0 I  コア対CLKIN比制御。 これらのピンは、クロック周波数の起動を設定します。 ク
ロック・コンフィギュレーション・モードの説明についてはプロセッサ・ハード
ウェア・リファレンスを参照してください。  
コアがリセットから抜け出した後いつでも、PMCTL レジスタ内の PLL 逓倍器/
分周器を設定して動作周波数を変更できることに注意してください。 
 

CLKIN I  ローカル・クロック・イン。XTALと組み合わせて使います。 CLKIN はプロセ
ッサのクロック入力です。プロセッサが内部クロック・ジェネレータまたは外部
クロック源を使うように設定します。  CLKINとXTALに必要な部品を接続する
と、内部クロック・ジェネレータがイネーブルされます。 外部クロックをCLKIN
に接続し、XTALを解放のままにすると、プロセッサが外部クロック発振器のよ
うな外部クロック源を使うように設定されます。 CLKINは、停止、変更、また
は規定周波数未満で動作させることはできません。 

XTAL O  水晶発振器ピン。 CLKINと組み合わせて使って外付け水晶の駆動に使います。 

RESET I  プロセッサ・リセット。 プロセッサを既知状態にリセットします。 アサートが
解除された後、PLLのロックまでにCLKINで4096 サイクルが必要です。 この時
間が経過後、コアはハードウェア・リセット・ベクタ・アドレスからプログラム
の実行を開始します。 RESET入力は、パワーアップの前にアサート(ロー・レベ
ル)する必要があります。 

RESETOUT O Driven low/ 
driven high 

リセット出力。 すべてのデバイス・ポートを外部ヘッダー・ピンに接続 

BOOT_CFG1–0 I  ブート・コンフィギュレーション・セレクト。 これらのピンを使って、プロセ
ッサのブート・モードを選択します。 BOOT_CFGピンは、リセットがアサート
される前に有効である必要があります。 ブート・モードの説明についてはプロ
セッサ・ハードウェア・リファレンスを参照してください。 

BR4–1 I/O (pu)1 Pulled high/ 
pulled high 

外部バス要求。 ADSP-21368プロセッサがバス使用権を調停するときに使います。 
1つのプロセッサのみが自らのBRx ライン ( ID2-0 入力の値に対応)を駆動して、
ほかのプロセッサをモニタします。 プロセッサ数が4個より少ないシステムで
は、未使用のBRxピンをハイ・レベルに接続しておく必要があります。プロセッ
サ自身のBRxラインは出力であるため、ハイ・レベルまたはロー・レベルに接続
することはできません。 
 

ID2–0 I (pd)  プロセッサID。 ADSP-21368プロセッサが使用しているバス要求(BR4–1)を示しま
す。 ID = 001 は BR1に、ID = 010はBR2に、以後同様に、それぞれ対応します。 
ID = 000 または001はシングル・プロセッサ・システムで使います。 これらのラ
インはシステム設定の選択であるため、ハードウェアにより、またはリセット時
にのみ変更する必要があります。 ID = 101、110、111は予約済みです。 

RPBA I (pu)1  循環優先順位バス調停の選択。 RPBAをハイ・レベルにすると、ADSP-21368 外
部バス調停の循環優先順位が選択されます。 RPBAをロー・レベルにすると、固
定優先順位が選択されます。 この信号は、システム設定の選択であるため、シ
ステム内の各プロセッサで同じ値に設定する必要があります。 

 

1プルアップは、常にADSP-21367とADSP-21369プロセッサでイネーブルされています。 ADSP-21368プロセッサのプルアップは、ID2～0 = 00xのプロセッサ上でのみイネ

ーブルされています。 
2プルアップはイネーブル/ディスエーブルできます。プルアップの値は設定できません。 
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仕様 

動作条件 

400 MHz 
366 MHz 
350 MHz 

333 MHz 
266 MHz  

Parameter1 Description Min Max Min Max Min Max Unit 

VDDINT Internal (Core) Supply Voltage 1.25 1.35 1.235 1.365 1.14 1.26 V 

AVDD Analog (PLL) Supply Voltage 1.25 1.35 1.235 1.365 1.14 1.26 V 

VDDEXT External (I/O) Supply Voltage 3.13 3.47 3.13 3.47 3.13 3.47 V 

VIH
2  High Level Input Voltage @ VDDEXT = Max 2.0 VDDEXT + 0.5 2.0 VDDEXT + 0.5 2.0 VDDEXT + 0.5 V 

VIL
2  Low Level Input Voltage @ VDDEXT = Min –0.5 +0.8 –0.5 +0.8 –0.5 +0.8 V 

VIH_CLKIN
3  High Level Input Voltage @ VDDEXT = Max 1.74 VDDEXT + 0.5 1.74 VDDEXT + 0.5 1.74 VDDEXT + 0.5 V 

VIL_CLKIN
3 Low Level Input Voltage @ VDDEXT = Min –0.5 +1.1 –0.5 +1.1 –0.5 +1.1 V 

TJ  Junction Temperature 208-Lead 
LQFP_EP @ TAMBIENT 0°C to 70°C N/A N/A 

 
0 

 
110 

 
0 

 
110 

 
°C 

TJ  Junction Temperature 208-Lead 
LQFP_EP @ TAMBIENT –40°C to +85°C N/A N/A N/A N/A 

 
–40 

 
+120 

 
°C 

TJ  Junction Temperature 256-Ball BGA_ED 
@ TAMBIENT 0°C to 70°C  

 
0 

 
95 

 
N/A 

 
N/A 

 
0 

 
105 

 
°C 

TJ  Junction Temperature 256-Ball BGA_ED 
@ TAMBIENT –40°C to +85°C  

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
0 

 
105 

 
°C 

 
1仕様は予告なく変更されることがあります。 
2DATAx、ACK、RPBA、BRx、IDx、FLAGx、DAI_Px、DPI_Px、BOOT_CFGx、CLK_CFGx、RESET、TCK、TMS、TDI、TRSTの入力ピンと双方向ピンに適用されます。 
3入力ピンCLKINに適用。 
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電気的特性 

Parameter Description Test Conditions Min Typ Max Unit 

VOH
1  High Level Output Voltage  @ VDDEXT = Min, IOH = –1.0 mA2 2.4   V 

VOL
1 Low Level Output Voltage @ VDDEXT = Min, IOL = 1.0 mA2   0.4 V 

IIH
3, 4 High Level Input Current @ VDDEXT = Max, VIN = VDDEXT Max   10 μA 

IIL
3, 5, 6  Low Level Input Current @ VDDEXT = Max, VIN = 0 V   10 μA 

IIHPD
5 High Level Input Current Pull-Down @ VDDEXT = Max, VIN = 0 V   250 μA 

IILPU
4 Low Level Input Current Pull-Up @ VDDEXT = Max, VIN = 0 V   200 μA 

IOZH
 7, 8  Three-State Leakage Current @ VDDEXT = Max, VIN = VDDEXT Max   10 μA 

IOZL
7, 9 Three-State Leakage Current @ VDDEXT = Max, VIN = 0 V   10 μA 

IOZLPU
8 Three-State Leakage Current 

Pull-Up 
@ VDDEXT = Max, VIN = 0 V   200 μA 

IDD-INTYP
10  Supply Current (Internal) tCCLK = 3.75 ns, VDDINT = 1.2 V, 25°C 

tCCLK = 3.00 ns, VDDINT = 1.2 V, 25°C 
tCCLK = 2.85 ns, VDDINT = 1.3 V, 25°C 
tCCLK = 2.73 ns, VDDINT = 1.3 V, 25°C 
tCCLK = 2.50 ns, VDDINT = 1.3 V, 25°C 

 700 
900 
1050 
1080 
1100 

 mA 
mA 
mA 
mA 
mA 

AIDD
11  Supply Current (Analog) AVDD = Max   11 mA 

CIN
12, 13 Input Capacitance fIN = 1 MHz, TCASE = 25°C, VIN = 1.3 V   4.7 pF 

 
 
1ADDRx、DATAx、RD、WR、MSx、BRx、FLAGx、DAI_Px、DPI_Px、SDRAS、SDCAS、SDWE、SDCKE、SDA10、SDCLKx、EMU、TDOの出力ピンと双方向ピンに

適用。 
2駆動電流能力(typ)については、出力駆動電流を参照してください。 
3BOOT_CFGx、CLK_CFGx、CLKIN、RESET、TCKのプルアップが内蔵されていない入力ピンに適用。 
4内部プルアップを持つ入力ピンACK、RPBA、TMS、TDI、TRSTに適用。 
5プルダウンが内蔵されている入力ピンIDxに適用。 
6内部プルアップをディスエーブルした入力ピンACK、RPBAに適用。 
7内部プルアップを持たないスリー・ステート可能な入力ピンFLAGx、SDCLKx、TDOに適用。 
8内部プルアップを持つスリー・ステート可能なピンADDRx、DATAx、RD、WR、MSx、BRx、DAI_Px、DPI_Px、SDRAS、SDCAS、SDWE、SDCKE、SDA10、EMUに

適用。 
9内部プルアップをディスエーブルしたスリー・ステート可能なピンADDRx、DATAx、RD、WR、MSx、BRx、DAI_Px、DPI_Px、SDRAS、SDCAS、SDWE、SDCKE、

SDA10に適用。 
10詳細については、「Estimating Power Dissipation for ADSP-21368 SHARC Processors (EE-299)」を参照。  
11キャラクタライズしますが、テストしません。 
12全信号ピンに適用。 
13保証しますが、テストしません。 
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パッケージ情報 
図4に、ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサ
のパッケージ表示の詳細を示します。製品の供給状況につ
いては、オーダー・ガイドをご覧ください。  

 

図4 代表的なパッケージ表示 

 

表9 パッケージ表示情報 

Brand Key Field Description 

t  Temperature Range 

pp  Package Type 

Z  RoHS Compliant Option  

Cc See Ordering Guide 

vvvvvv.x  Assembly Lot Code 

n.n Silicon Revision 

# RoHS Compliant Designation 

Yyww Date Code 

 

ESDの注意 

 

ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されない

まま放電することがあります。本製品は当社独自の特

許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、

デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損

傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化

や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予

防措置を講じることをお勧めします。  
 

最大消費電力 
最大消費電力に関する熱および消費電力情報の詳細につ
いては、「Estimating Power Dissipation for ADSP-21368 
SHARC Processors (EE-299)」を参照してください。パッケ
ージ熱仕様については、熱特性を参照してください。  

絶対最大定格 
表10に示す絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデ
バイスに恒久的な損傷を与えることがあります。この規定
はストレス定格の規定のみを目的とするものであり、この
仕様の動作セクションに記載する規定値以上でのデバイ
ス動作を定めたものではありません。デバイスを長時間絶

対最大定格状態に置くとデバイスの信頼性に影響を与え
ます。   

表10 絶対最大定格 

Parameter Rating 

Internal (Core) Supply Voltage (VDDINT) –0.3 V to +1.5 V 

Analog (PLL) Supply Voltage (AVDD) –0.3 V to +1.5 V 

External (I/O) Supply Voltage (VDDEXT) –0.3 V to +4.6 V 

Input Voltage –0.5 V to +3.8 V 

Output Voltage Swing  –0.5 V to VDDEXT + 0.5 V 

Load Capacitance 200 pF 

Storage Temperature Range –65C to +150C 

Junction Temperature Under Bias 125C 

 

タイミング仕様 
指定されたタイミング情報そのものを使用してください。
他のパラメータの加算または減算によってパラメータを
求めないでください。加算または減算により個々のデバイ
スに対して意味結果を得ることができますが、このデー
タ・シートに示す値は、統計的な変動とワースト・ケース
を反映しています。したがって、長い時間を得るためにパ
ラメータを加算することは意味がありません。リファレン
ス電圧レベルについては、図40を参照してください。 

スイッチング特性は、プロセッサが信号をどのように変化
させるかを規定します。プロセッサの外部回路は、これら
の信号特性を満たすようにデザインする必要があります。
スイッチング特性は、与えられた状況でプロセッサが何を
実行するかを規定します。スイッチング特性を使って、プ
ロセッサに接続されるデバイス(例えばメモリ)のタイミ
ング条件を満たしてください。 

タイミング条件は、読み出し動作でのデータ入力のような、
プロセッサ外部の回路から制御される信号に適用されま
す。タイミング条件は、プロセッサが他のデバイスと正し
く動作することを保証します。 

コア・クロック条件 

プロセッサの内部クロック(CLKINの整数倍)は、内部メモ
リ、プロセッサ・コア、シリアル・ポートのタイミングを
決めるクロック信号を提供します。リセット時に、プロセ
ッサの内部クロック周波数と外部(CLKIN)クロック周波
数との比をCLK_CFG1～0ピン使って設定してください。  

プロセッサの内部クロックは、システム入力クロック
(CLKIN)より高い周波数でスイッチします。内部クロック
を発生するため、プロセッサは内部位相ロック・ループ
(PLL、図5)を使用しています。このPLLベースのクロック
は、システム・クロック(CLKIN)信号とプロセッサの内部
クロックとの間のスキューを小さくします。 

電圧制御発振器 

アプリケーションのデザインでは、VCO周波数が表13に
規定するfvcoを超えないようにPLL逓倍比を選択する必要
があります。 

・ 入力デバイダをイネーブルしていない場合(INDIV = 
0)、CLKINとPLLMの積は 表 13に示すfVCO (max)の
1/2 を超えることはできません。 

・ 入力デバイダをイネーブルしている場合(INDIV = 
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1)、CLKINとPLLMの積は 表 13に示すfVCO (max)を
超えることはできません。 

 
VCO 周波数は次のように計算されます。 
fVCO = 2 × PLLM × fINPUT 
fCCLK = (2 × PLLM × fINPUT) ÷ (2 × PLLD) 

ここで、 
fVCO = VCO出力 

PLLM = PMCTLレジスタに設定する逓倍比。リセット時に、
PLLM値はハードウェアのCLK_CFGピンを使って選択し
た比から求められます。 

PLLD = PMCTLレジスタに設定されたPLLD値に基づく分
周比1、2、4、または8。リセット時のこの値は1です。 

fINPUT = PLLへの入力周波数 

fINPUT =入力分周器ディスエーブル時のCLKIN 

fINPUT =入力分周器イネーブル時のCLKIN/2 

CLKINと該当する比の関数であるクロック周期の定義に
より、表11に示す種々のクロック周期が制御されているこ
とに注意してください。ADSP-2136xペリフェラルのすべ

てのタイミング仕様は、tPCLKとの関係で決められています。
各ペリフェラルのタイミング情報については、各ペリフェ
ラルのタイミング・セクションを参照してください。 

表11 クロック周期 

Timing 
Requirements Description 

tCK CLKIN Clock Period  

tCCLK Processor Core Clock Period 

tPCLK Peripheral Clock Period = 2 × tCCLK 

 

図5に、外部発振器または水晶に対するコアとCLKINの関
係を示します。灰色表示した分周器/逓倍器ブロックは、
ハードウェアから、またはパワー・マネジメント・コント
ロール・レジスタ(PMCTL)を使ってソフトウェアからクロ
ック比を設定するところです。詳細については、プロセッ
サ・ハードウェア・リファレンスを参照してください。

 

 

図5 コア・クロックとシステム・クロックの CLKIN に対する関係 
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パワーアップ・シーケンス 

プロセッサ・スタートアップのタイミング条件を表12に示
します。パワーアップが完了する前にRESETピンをロー・
レベルに駆動すると、パワーアップ時に約200µAのリーク

電流がRESETピンに観測されることに注意してください。
このリーク電流は、このピンの弱い内蔵プルアップ抵抗が
パワーアップ時にイネーブルされるために発生します。 

表12 パワーアップ・シーケンス・タイミング条件(プロセッサ起動) 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements     

tRSTVDD RESET Low Before VDDINT/VDDEXT On 0  ns 

tIVDDEVDD VDDINT On Before VDDEXT –50 +200 ms 

tCLKVDD
1  CLKIN Valid After VDDINT/VDDEXT Valid 0 200 ms 

tCLKRST CLKIN Valid Before RESET Deasserted 102  μs 

tPLLRST PLL Control Setup Before RESET Deasserted 20  μs 

Switching Characteristic    

tCORERST Core Reset Deasserted After RESET Deasserted 4096tCK + 2 tCCLK 3, 4    

 
1有効なVDDINT/VDDEXTでは、電源が1.2Vと3.3Vに上昇していることを仮定。 電圧ランプ・レートは、電源サブシステムのデザインに応じて、数ms～数百msで変わり

ます。 
2水晶発振器のワーストケース・スタートアップ・タイミングを満たした安定なCLKIN信号を仮定。 スタートアップ時間については水晶発振器メーカのデータシートを

参照。 外部水晶とXTALピンおよび内部発振器回路とを組み合わせて使用する場合、25 msの最大発振器スタートアップ時間を仮定。 
3パワーアップ・シーケンス完了後に適用。 後続のリセットでは、初期化を正しく行い、すべてのI/Oピンにデフォルト状態が設定されるためには、少なくとも4CLKIN
サイクル間RESETをロー・レベルにする必要があります。 

44096サイクルのカウントは表14のtSRST仕様に依存します。セットアップ時間が満たされない場合、コア・リセット時間にさらにCLKINで1サイクルが追加されて、最大4097
サイクルになります。 

 
 

 

図6 パワーアップ・シーケンス 
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クロック入力 

表13 クロック入力 

400 MHz1 366 MHz2 350 MHz3 333 MHz4 266 MHz5 
Parameter Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Unit

Timing Requirements            

tCK CLKIN Period 156 100 16.396 100 17.146 100 186 100 22.56 100 ns 

tCKL CLKIN Width Low 7.51 45 8.11 45 8.51 45 91 45 11.251 45 ns 

tCKH CLKIN Width High 7.51 45 8.11 45 8.51 45 91 45 11.251 45 ns 

tCKRF CLKIN Rise/Fall (0.4 V to 2.0 V)   3   3   3   3   3 ns 

tCCLK
7  CCLK Period 2.56 10 2.736 10 2.856 10 3.06 10 3.756 10 ns 

fVCO
8  VCO Frequency 100 800 100 800 100 800 100 800 100 600 MHz

tCKJ
9 , 

10 
CLKIN Jitter Tolerance –250 +250 –250 +250 –250 +250 –250 +250 –250 +250 ps 

 
1全400 MHzモデルに適用。 オーダー・ガイドを参照してください。 
2全366 MHzモデルに適用。 オーダー・ガイドを参照してください。 
3全350 MHzモデルに適用。 オーダー・ガイドを参照してください。 
4全333 MHzモデルに適用。 オーダー・ガイドを参照してください。 
5全266 MHzモデルに適用。 オーダー・ガイドを参照してください。 
6CLK_CFG1～0 = 00とPMCTL内のPLLコントロール・ビットのデフォルト値に対してのみ適用。 
7PMCTLレジスタ内のPLLコントロール・ビットの変更では、コア・クロック・タイミング仕様tCCLKを満たす必要があります。 
8VCOのブロック図については、図5を参照してください。 
9実際の入力ジッタは、正確なタイミング解析のためにはAC仕様と組み合わせる必要があります。 
10ジッタ仕様は、最大peak-to-peak時間間隔誤差(TIE) ジッタです。 

 

 

図7 クロック入力 
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クロック信号 

プロセッサは、外部クロックまたは水晶を使用することが
できます。表8のCLKINピン説明を参照してください。プ
ログラムはCLKINとXTALに必要な部品を接続すること
により、内部クロック・ジェネレータを使用することがで
きます。 図3に、基本モードの水晶動作に使用する部品接
続を示します。 

クロック・レートは、25 MHz の水晶と PLL 逓倍比 16:1 
(この CCLK:CLKIN により 400 MHz のクロック速度が

得られます)を使って実現されていることに注意してくだ

さい。フル・コア・クロック・レートを実現するときは、

プログラムから PMCTL レジスタの逓倍ビットを設定す

る必要があります。 

 

図8 400 MHz 動作(基本波モード水晶) 
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リセット 

表14 リセット 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements    

tWRST
1  RESET Pulse Width Low 4tCK  ns 

tSRST RESET Setup Before CLKIN Low 8  ns 

 
1パワーアップ・シーケンス完了後に適用。 パワーアップ時、プロセッサの内部位相ロック・ループは、VDDとCLKINが安定している場合、RESETがロー・レベルのと

き100μs 以上を必要としません(外部クロック発振器のスタートアップ時間は含みません)。 

 

 

図9 リセット 

 
 
割り込み 
次のタイミング仕様は、FLAG0 ピン、FLAG1 ピ

ン、FLAG2 ピンが、IRQ0、IRQ1、IRQ2の各割り

込みとして設定されたときに、これらに適用され

ます。 

表15 割り込み 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirement    

tIPW  IRQx Pulse Width 2 × tPCLK + 2  ns 

 

 

図10 割り込み 
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コア・タイマ 

次のタイミング仕様は、FLAG3がコア・タイマ
(TMREXP)として設定されたときにこれに適用されま
す。  

表16 コア・タイマ 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristic    

tWCTIM TMREXP Pulse Width 4 × tPCLK – 1  ns 

 

 

図11 コア・タイマ 

 

タイマPWM_OUTサイクルのタイミング 
次のタイミング仕様は、PWM_OUT (パルス幅変調)
モードでタイマ 0、タイマ 1、タイマ 2 に適用されま

す。タイマ信号は、DPI SRU を経由して DPI_P14～
1 ピンに接続されます。したがって、下記のタイミン

グ仕様は、DPI_P14～1 ピンで有効です。 

表17 タイマ PWM_OUT のタイミング 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristic    

tPWMO Timer Pulse Width Output 2 × tPCLK – 1.2 2 × (231 – 1) × tPCLK ns 

 

 

図12 タイマ PWM_OUT のタイミング 
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タイマWDTH_CAPのタイミング 

次の仕様は、WDTH_CAP (パルス幅カウントとキャプ
チャ)モードでタイマ0、タイマ1、タイマ2に適用され
ます。タイマ信号は、DPI SRUを経由してDPI_P14～1
ピンに接続されます。したがって、表18のタイミング
仕様はDPI_P14～1ピンで有効です。 

表18 タイマ幅キャプチャのタイミング 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristic    

tPWI Timer Pulse Width 2 × tPCLK  2 × (231 – 1) × tPCLK ns 

 

 

図13 タイマ幅キャプチャのタイミング 

 

ピン―ピン間の直接配線(DAIおよびDPI) 
直接ピン接続の場合 (たとえば、DAI_PB01_I と

DAI_PB02_O の接続)。 

表19 DAI/DPI ピン―ピン間の配線 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirement    

tDPIO Delay DAI/DPI Pin Input Valid to DAI/DPI Output Valid 1.5 12 ns 

 

 

図14 DAI/DPI ピン―ピン間の直接配線 
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高精度クロック・ジェネレータ(直接ピン配線) 
このタイミングは、高精度クロック・ジェネ

レータ(PCG)が DAI ピン(ピン・バッファ経由)から直接入

力を得て、出力を DAI ピンに直接出力するように SRU を

設定した場合にのみ有効です。PCG の入力と出力が直接

DAI ピン(ピン・バッファ経由)に接続されないその他の場

合については、タイミング・データはありません。すべて

のタイミング・パラメータとスイッチング特性は、外部

DAI ピン(DAI_P01～20)に適用されます。 

 

表20 高精度クロック・ジェネレータ(直接ピン配線) 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements    

tPCGIP Input Clock Period tPCLK × 4  ns 

tSTRIG PCG Trigger Setup Before Falling  
Edge of PCG Input Clock 

4.5  ns 

tHTRIG 
 

PCG Trigger Hold After Falling  
Edge of PCG Input Clock 

3  ns 

Switching Characteristics    

tDPCGIO PCG Output Clock and Frame Sync Active Edge  
Delay After PCG Input Clock 

2.5 10 ns 

tDTRIGCLK PCG Output Clock Delay After PCG Trigger 2.5 + (2.5 × tPCGIP) 10 + (2.5 × tPCGIP) ns 

tDTRIGFS PCG Frame Sync Delay After PCG Trigger 2.5 + ((2.5 + D – PH) × tPCGIP) 10 + ((2.5 + D – PH) × tPCGIP) ns 

tPCGOW
1  Output Clock Period 2 × tPCGIP – 1  ns 

D = FSxDIV, and PH = FSxPHASE. For more information, see the processor hardware reference, “Precision Clock Generators” chapter.  

 
1ノーマル・モード 

 

 

図15 高精度クロック・ジェネレータ(直接ピン配線) 
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フラグ 

下記のタイミング仕様は、FLAG3～0ピン、DPI_P14
～1ピン、シリアル・ペリフェラル・インターフェー
ス(SPI)に適用されます。フラグ使用の詳細については、
表8を参照してください。 

表21 フラグ 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirement    

tFIPW FLAG3–0 IN Pulse Width 2 × tPCLK + 3   ns 

Switching Characteristic    

tFOPW FLAG3–0 OUT Pulse Width 2 × tPCLK – 1.5  ns 

 

 

図16 フラグ 
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SDRAMインターフェース・タイミング(166 MHz SDCLK) 
166 MHz のアクセス速度は 1 個のプロセッサの場合

です。共用メモリ・システムで複数の ADSP-21368
プロセッサを接続する場合は、アクセス速度は 100 
MHz です。 

表22 SDRAM インターフェース・タイミング1 

 
366 MHz 350 MHz 

All Other Speed 
Grades 

 

Parameter Min Max Min Max Min Max Unit 

Timing Requirements        

tSSDAT DATA Setup Before SDCLK 500  500  500  ps 

tHSDAT DATA Hold After SDCLK 1.23  1.23  1.23  ns 

Switching Characteristics        

tSDCLK SDCLK Period 6.83  7.14  6.0  ns 

tSDCLKH SDCLK Width High 3  3  2.6  ns 

tSDCLKL SDCLK Width Low 3  3  2.6  ns 

tDCAD Command, ADDR, Data Delay After SDCLK2  4.8  4.8  4.8 ns 

tHCAD Command, ADDR, Data Hold After SDCLK2 1.2  1.2  1.2  ns 

tDSDAT Data Disable After SDCLK  5.3  5.3  5.3 ns 

tENSDAT Data Enable After SDCLK 1.3  1.3  1.3  ns 

 
1 350MHz、366MHz、400MHz で動作させる場合、プロセッサを tSDCLK = 2.5 × tCCLK モードに設定する必要があります。  
2コマンド・ピンには、SDCAS、SDRAS、SDWE、MSx、SDA10、SDCKEが含まれます。 

 

 

図17 SDRAM インターフェース・タイミング 
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SDRAMインターフェース・イネーブル/ディスエーブル・タイミング(166 MHz SDCLK) 
 

表23 SDRAM インターフェース・イネーブル/ディスエーブル・タイミング1 

Parameter Min Max Unit 

Switching Characteristics    

tDSDC Command Disable After CLKIN Rise  2 × tPCLK + 3 ns 

tENSDC Command Enable After CLKIN Rise 4.0  ns 

tDSDCC SDCLK Disable After CLKIN Rise  8.5 ns 

tENSDCC SDCLK Enable After CLKIN Rise 3.8  ns 

tDSDCA Address Disable After CLKIN Rise  9.2 ns 

tENSDCA Address Enable After CLKIN Rise 2 × tPCLK – 4 4 × tPCLK ns 

 
1fCCLK = 400 MHz (SDCLK ratio = 1:2.5)の場合. 
 

 

 

図18 SDRAM インターフェース・イネーブル/ディスエーブル・タイミング 
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メモリの読み出し  
これらの仕様は、メモリに対する非同期インターフェ

ースに使用してください。これらの仕様は、非同期ア

クセス・モードでプロセッサがバス・マスターとして

外部メモリ空間をアクセスする場合に適用されます。

ACK、DATA、RD、WRのタイミングとストローブ・

タイミング・パラメータは、非同期アクセス・モード

にのみ適用されることに注意してください。 
表24 メモリの読み出し 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements    

tDAD Address, Selects Delay to Data Valid1  W + tSDCLK – 5.12 ns  

tDRLD RD Low to Data Valid  W – 3.2 ns  

tSDS Data Setup to RD High 2.5  ns  

tHDRH Data Hold from RD High2, 3 0  ns 

tDAAK ACK Delay from Address, Selects1, 4   tSDCLK – 9.5 + W ns  

tDSAK ACK Delay from RD Low4   W – 7.0 ns  

Switching Characteristics    

tDRHA Address Selects Hold After RD High RH + 0.20  ns  

tDARL Address Selects to RD Low1 tSDCLK – 3.3  ns 

tRW RD Pulse Width W – 1.4  ns 

tRWR RD High to WR, RD Low HI + tSDCLK – 0.8  ns 

W = (number of wait states specified in AMICTLx register) × tSDCLK. 
HI =RHC + IC (RHC = number of read hold cycles specified in AMICTLx register) × tSDCLK  
IC = (number of idle cycles specified in AMICTLx register) × tSDCLK. 
H = (number of hold cycles specified in AMICTLx register) × tSDCLK.  

 
1MSxの立ち下がりエッジが基準。 
2ACK、DATA、RD、WRのタイミングとストローブ・タイミング・パラメータは、非同期アクセス・モードにのみ適用されることに注意してください。 
3データ・ホールド:非同期アクセス・モードではtHDAまたはtHDRHを満たす必要があります。 与えられた容量負荷とDC負荷に対するホールド・タイムの計算につい

ては、テスト条件を参照。 
4ACK遅延/セットアップ: ACK (ロー・レベル)の解除ではtDAAK、またはtDSAKを満たす必要があります。 ACK (ハイ・レベル)の非同期アサーションでは、tDAAKまたはtDSAK

を満たす必要があります。  

 

 

図19 メモリ読み出し 
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メモリの書き込み  
これらの仕様は、メモリに対する非同期インターフェース

に使用してください。これらの仕様は、非同期アクセス・

モードでプロセッサがバス・マスターとして外部メモリ空

間をアクセスする場合に適用されます。ACK、DATA、RD、

WRのタイミングとストローブ・タイミング・パラメータ

は、非同期アクセス・モードにのみ適用されることに注意

してください。  

表25 メモリの書き込み 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements     

tDAAK ACK Delay from Address, Selects1 , 2  tSDCLK – 9.7 + W ns  

tDSAK ACK Delay from WR Low 1, 3  W – 4.9 ns  

Switching Characteristics    

tDAWH Address, Selects to WR Deasserted2 tSDCLK – 3.1 + W  ns  

tDAWL Address, Selects to WR Low2 tSDCLK – 2.7  ns  

tWW WR Pulse Width W – 1.3  ns  

tDDWH Data Setup Before WR High tSDCLK – 3.0 + W  ns  

tDWHA Address Hold After WR Deasserted H + 0.15  ns  

tDWHD Data Hold After WR Deasserted H + 0.02  ns  

tWWR WR High to WR, RD Low tSDCLK – 1.5 + H  ns  

tDDWR Data Disable Before RD Low 2tSDCLK – 4.11  ns 

tWDE WR Low to Data Enabled tSDCLK – 3.5  ns 

W = (number of wait states specified in AMICTLx register) × tSDCLK. 
H = (number of hold cycles specified in AMICTLx register) × tSDCLK. 

 
1ACK遅延/セットアップ: ACK (ロー・レベル)の解除ではtDAAK、またはtDSAKを満たす必要があります。 ACK (ハイ・レベル)の非同期アサーションでは、tDAAKまたはtDSAK

を満たす必要があります。 
2MSxの立ち下がりエッジが基準。 
3 ACK、DATA、RD、WRのタイミングとストローブ・タイミング・パラメータは、非同期アクセス・モードにのみ適用されることに注意してください。 

 

 

図20 メモリの書き込み 
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非同期メモリ・インターフェース(AMI)イネーブル/ディスエーブル 
これらの仕様は、複数の ADSP-21368 プロセッサ間

でバス・マスター権を渡すときに使います(BRx)。 

表26 AMI イネーブル/ディスエーブル 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristics    

tENAMIAC Address/Control Enable After Clock Rise 4  ns  

tENAMID Data Enable After Clock Rise tSDCLK + 4  ns  

tDISAMIAC Address/Control Disable After Clock Rise  8.7 ns  

tDISAMID Data Disable After Clock Rise  0 ns  

 

 

図21 AMI イネーブル/ディスエーブル 
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共用メモリ・バス要求 
これらの仕様は、複数の ADSP-21368 プロセッサ間

でバス・マスター権を渡すときに使います(BRx)。 

表27 マルチプロセッサ・バス要求 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements    

tSBRI BRx, Setup Before CLKIN High 9  ns  

tHBRI BRx, Hold After CLKIN High 0.5  ns  

Switching Characteristics    

tDBRO BRx Delay After CLKIN High  9 ns  

tHBRO BRx Hold After CLKIN High 1.0  ns  

 

 

図22 共用メモリ・バス要求  
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シリアル・ポート 
クロック速度 n で 2 個のデバイス間の通信が可能か否か

を判断するときは、次の仕様を確認してください。1)フレ

ーム同期遅延、フレーム同期のセットアップとホールド、

2)データ遅延、データのセットアップとホールド、3) 
SCLK の幅 

シリアル・ポート信号(SCLK、フレーム同期(FS)、デー

タ・チャンネル A、データ・チャンネル B)は、SRU を使

って DAI_P20～1 ピンに接続されます。したがって、下

記のタイミング仕様は、DAI_P20～1 ピンで有効です。 

表28 シリアル・ポート—外部クロック 

 400 MHz 
366 MHz 
350 MHz 333 MHz 266 MHz 

 

Parameter Min Max  Min Max  Min Max  Unit 

Timing Requirements        

tSFSE
1  FS Setup Before SCLK  

(Externally Generated FS in Either 
Transmit or Receive Mode) 

2.5  2.5  2.5  ns  

tHFSE
1 FS Hold After SCLK  

(Externally Generated FS in Either 
Transmit or Receive Mode) 

2.5  2.5  2.5  ns  

tSDRE
1 Receive Data Setup Before Receive 

SCLK 
1.9  2.0  2.5  ns  

tHDRE
1 Receive Data Hold After SCLK 2.5  2.5  2.5  ns  

tSCLKW SCLK Width (tPCLK × 4) ÷ 2 – 0.5  (tPCLK × 4) ÷ 2 – 
0.5 

 (tPCLK × 4) ÷ 2 – 
0.5 

 ns  

tSCLK SCLK Period tPCLK × 4  tPCLK × 4  tPCLK × 4  ns 

Switching Characteristics        

tDFSE
2  FS Delay After SCLK  

(Internally Generated FS in Either 
Transmit or Receive Mode) 

 10.25  10.25  10.25 ns  

tHOFSE
2 FS Hold After SCLK  

(Internally Generated FS in Either 
Transmit or Receive Mode)  

2  2  2  ns  

tDDTE
2 Transmit Data Delay After Transmit 

SCLK 
 7.8  9.6  9.8 ns  

tHDTE
2 Transmit Data Hold After Transmit 

SCLK 
2  2  2  ns 

 
1サンプル・エッジを基準とします。 
2駆動エッジを基準とします。 
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表29 シリアル・ポート—内部クロック 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tSFSI
1  FS Setup Before SCLK  

(Externally Generated FS in Either Transmit or Receive Mode) 
7  ns  

tHFSI
1 FS Hold After SCLK  

(Externally Generated FS in Either Transmit or Receive Mode) 
2.5  ns  

tSDRI
1 Receive Data Setup Before SCLK 7  ns  

tHDRI
1 Receive Data Hold After SCLK 2.5  ns  

Switching Characteristics    

tDFSI
2  FS Delay After SCLK (Internally Generated FS in Transmit Mode)  4 ns  

tHOFSI
2 FS Hold After SCLK (Internally Generated FS in Transmit Mode) –1.0  ns 

tDFSIR
2 FS Delay After SCLK (Internally Generated FS in Receive Mode)  9.75 ns 

tHOFSIR
2 FS Hold After SCLK (Internally Generated FS in Receive Mode) –1.0  ns 

tDDTI
2 Transmit Data Delay After SCLK  3.25 ns  

tHDTI
2 Transmit Data Hold After SCLK –1.0  ns  

tSCLKIW
3  Transmit or Receive SCLK Width 2 × tPCLK – 1.5 2 × tPCLK + 1.5 ns 

 
1サンプル・エッジを基準とします。 
2駆動エッジを基準とします。 
3最小SPORT分周比レジスタ値。 

 

表30 シリアル・ポート—イネーブルとスリーステート 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristics    

tDDTEN
1  Data Enable from External Transmit SCLK 2  ns  

tDDTTE
1 Data Disable from External Transmit SCLK  10 ns  

tDDTIN
1 Data Enable from Internal Transmit SCLK –1  ns  

 
1駆動エッジを基準とします。 

 

表31 シリアル・ポート—外部レイト・フレーム同期 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristics    

tDDTLFSE
1  Data Delay from Late External Transmit FS or External Receive  

FS with MCE = 1, MFD = 0 
 7.75 ns  

tDDTENFS
1 Data Enable for MCE = 1, MFD = 0 0.5  ns 

 
1tDDTLFSEとtDDTENFSパラメータは、左詰めサンプル・ペア、DSPシリアル・モード、さらにMCE = 1、MFD = 0に適用。 
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図23 外部レイト・フレーム同期 1 
 

1この図は左詰めサンプル・ペアモードのサポートのための変更を反映しています。 
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図24 シリアル・ポート 
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入力データ・ポート 

IDPのタイミング条件を表32に示します。IDP信号
(SCLK、フレーム同期(FS)、SDATA)は、SRUを使って
DAI_P20～1ピンに接続されます。したがって、下記の
タイミング仕様は、DAI_P20～1ピンで有効です。 

 

表32 IDP 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tSISFS
1  FS Setup Before SCLK Rising Edge 4  ns  

tSIHFS
1 FS Hold After SCLK Rising Edge 2.5  ns  

tSISD
1 SDATA Setup Before SCLK Rising Edge 2.5  ns  

tSIHD
1 SDATA Hold After SCLK Rising Edge 2.5  ns  

tIDPCLKW Clock Width (tPCLK × 4) ÷ 2 – 1  ns  

tIDPCLK Clock Period tPCLK × 4  ns  

 
1 DATA、SCLK、FSは任意のDAIピンから入力可能。 SCLKとFSは、PCGまたはSPORT経由の入力も可能。 PCGの入力は、CLKINピンまたは任意のDAIピンが可能。 

 

 

図25 IDP マスタのタイミング 
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パラレル・データ・アクイジション・ポート(PDAP) 
PDAPのタイミング条件を表33に示します。PDAPは、IDP
のチャンネル0のパラレル・モード動作です。IDPの動作
の詳細については、「ADSP-21368 SHARC Processor 

Hardware Reference」のIDPの章を参照してください。外部
PDAPデータの20ビットはDATA 31～12ピンまたはDAIピ
ンを経由して得ることができることに注意してください。 

 

表33 パラレル・データ・アクイジション・ポート(PDAP) 

Parameter Min Max Unit 

Timing Requirements    

tSPCLKEN
1  PDAP_CLKEN Setup Before PDAP_CLK Sample Edge 2.5  Ns 

tHPCLKEN
1 PDAP_CLKEN Hold After PDAP_CLK Sample Edge 2.5  ns  

tPDSD
1 PDAP_DAT Setup Before SCLK PDAP_CLK Sample Edge 3.85  ns  

tPDHD
1 PDAP_DAT Hold After SCLK PDAP_CLK Sample Edge 2.5  ns  

tPDCLKW Clock Width (tPCLK × 4) ÷ 2 – 3  ns  

tPDCLK Clock Period tPCLK × 4  ns  

Switching Characteristics    

tPDHLDD Delay of PDAP Strobe After Last PDAP_CLK Capture Edge for a Word 2 × tPCLK + 3  ns  

tPDSTRB PDAP Strobe Pulse Width 2 × tPCLK – 1  ns  

 
1DATAのソース・ピンはDATA31～12ピンまたはDAIピン。 SCLKとFSのソース・ピンは、1) DATA11～10ピン、2) DAIピン。 

 

 

図26 PDAP のタイミング 
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パルス幅変調ジェネレータ 
 

表34 PWM のタイミング 

Parameter Min Max  Unit 

Switching Characteristics    

tPWMW PWM Output Pulse Width tPCLK – 2 (216 – 2) × tPCLK – 2 ns 

tPWMP PWM Output Period 2 × tPCLK – 1.5 (216 – 1) × tPCLK – 1.5 ns 

 

 

図27 PWM のタイミング 

 
サンプル・レート・コンバータ—シリアル入力ポート 
SRC入力信号(SCLK、フレーム同期(FS)、SDATA)は、SRUを使ってDAI_P20～1ピンから接続されます。したがって、表35
のタイミング仕様は、DAI_P20～1ピンで有効です。 

表35 SRC、シリアル入力ポート 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tSRCSFS
1  FS Setup Before SCLK Rising Edge 4  ns  

tSRCHFS
1 FS Hold After SCLK Rising Edge 5.5  ns  

tSRCSD
1 SDATA Setup Before SCLK Rising Edge 4  ns  

tSRCHD
1 SDATA Hold After SCLK Rising Edge 5.5  ns  

tSRCCLKW Clock Width (tPCLK × 4) ÷ 2 – 1  ns  

tSRCCLK Clock Period tPCLK × 4  ns  
 
1 DATA、SCLK、FSは任意のDAIピンから入力可能。 SCLKとFSは、PCGまたはSPORT経由の入力も可能。 PCGの入力は、CLKINピンまたは任意のDAIピンが可能。 

 

 

図28 SRC シリアル入力ポートのタイミング 
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サンプル・レート・コンバータ—シリアル出力ポート 
シリアル出力ポートの場合、フレーム同期は入力であるた

め、出力ポートの SCLK に対してセットアップ・タイム

とホールド・タイムを満たす必要があります。シリアル・

データ出力(SDATA)には、SCLK に対するホールド・タ

イムと遅延の仕様があります。SCLK の立ち上がりエッジ

はサンプリング・エッジであり、立ち下がりエッジは駆動

エッジであることに注意してください。 

 

表36 SRC、シリアル出力ポート 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tSRCSFS
1  FS Setup Before SCLK Rising Edge 4  ns  

tSRCHFS
1 FS Hold After SCLK Rising Edge 5.5  ns  

tSRCCLKW Clock Width (tPCLK × 4) ÷ 2 – 1  ns  

tSRCCLK Clock Period tPCLK × 4  ns  

Switching Characteristics    

tSRCTDD
1 Transmit Data Delay After SCLK Falling Edge  9.9 ns  

tSRCTDH
1 Transmit Data Hold After SCLK Falling Edge 1  ns  

 
1 DATA、SCLK、FSは任意のDAIピンから入力可能。 SCLKとFSは、PCGまたはSPORT経由の入力も可能。 PCGの入力は、CLKINピンまたは任意のDAIピンが可能。 

 

 

図29 SRC シリアル出力ポートのタイミング 
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S/PDIFトランスミッタ 

S/PDIFトランスミッタへのシリアル・データ入力は、16、
18、20、または24ビット・ワード幅の左詰め、I2S、また
は右詰めとしてフォーマットすることができます。次のセ
クションに、トランスミッタのタイミングを示します。 

S/PDIF トランスミッタ―シリアル入力波形 

図 30に右詰めモードを示します。LRCLKは、左チャンネ

ルに対してはハイ・レベルに、右チャンネルに対してはロ

ー・レベルになります。データはSCLKの立ち上がりエッ

ジで有効です。LRCLKの 1 周期あたりSCLKが 64 周期存

在する場合、データのLSBが次のLRCLK変化に対して右

詰めになるようにするため、MSBがLRCLKの変化から 12
ビット・クロック周期(20 ビット出力モード)または 16 ビ

ット・クロック周期(16 ビット出力モード)遅延させられま

す。 

 

 

図30 右詰めモード 

 

図31に、デフォルトのI2Sモードを示します。LRCLK
は、左チャンネルに対してはロー・レベルに、右チャ
ンネルに対してはハイ・レベルになります。データは
SCLKの立ち上がりエッジで有効です。MSBはLRCLK
の変化に対して左詰めですが、SCLKの1周期分遅延し
ています。  

 

図31 I2S モード 

 

図32に、左詰めモードを示します。LRCLKは、左チャ
ンネルに対してはハイ・レベルに、右チャンネルに対
してはロー・レベルになります。データはSCLKの立
ち上がりエッジで有効です。MSBはLRCLKの変化に対
して左詰めで、MSBの遅延はありません。  

 

図32 左詰めモード 
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S/PDIF トランスミッタ入力データのタイミング 
入力ポートのタイミング条件を表37に示します。入力
信号(SCLK、フレーム同期(FS)、SDATA)は、SRUを使
ってDAI_P20～1ピンに接続されます。したがって、下
記のタイミング仕様は、DAI_P20～1ピンで有効です。 

 

表37 S/PDIF トランスミッタ入力データのタイミング 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tSISFS 1 FS Setup Before SCLK Rising Edge 3  ns  

tSIHFS
1 FS Hold After SCLK Rising Edge 3  ns  

tSISD
1 SDATA Setup Before SCLK Rising Edge 3  ns  

tSIHD
1 SDATA Hold After SCLK Rising Edge 3  ns  

tSISCLKW Clock Width 36  ns  

tSISCLK Clock Period 80  ns  

tSITXCLKW Transmit Clock Width 9  ns  

tSITXCLK Transmit Clock Period 20  ns  
 
1 DATA、SCLK、FSは任意のDAIピンから入力可能。 SCLKとFSは、PCGまたはSPORT経由の入力も可能。 PCGの入力は、CLKINピンまたは任意のDAIピンが可能。 

 
 

 

図33 S/PDIF トランスミッタ入力のタイミング 

 

オーバーサンプリング・クロック(TxCLK)のスイッチング特性 
S/PDIF トランスミッタは、オーバーサンプリング・

クロックを持っています。この TxCLK 入力は、バイ

フェーズ・クロックを発生するために分周されます。 

表38 オーバーサンプリング・クロック(TxCLK)のスイッチング特性 

Parameter Min Max Unit 

TxCLK Frequency for TxCLK = 384 × FS  Oversampling Ratio × FS <= 1/tSITXCLK MHz 

TxCLK Frequency for TxCLK = 256 × FS  49.2 MHz 

Frame Rate (FS)  192.0 kHz 
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S/PDIFレシーバ 
次のセクションにタイミングを示します(S/PDIFレシ

ーバに関係しているため)。 

内部デジタル PLL モード 
内部デジタル位相ロック・ループ・モードでは、内部

PLL (デジタル PLL)が 512 × FS のクロックを発生し

ます。  

表39 S/PDIF レシーバ内部デジタル PLL モードのタイミング 

Parameter  Min Max Unit 

Switching Characteristics    

tDFSI LRCLK Delay After SCLK  5 ns 

tHOFSI LRCLK Hold After SCLK –2  ns 

tDDTI Transmit Data Delay After SCLK  5 ns 

tHDTI Transmit Data Hold After SCLK –2  ns 

tSCLKIW
1  Transmit SCLK Width 40  ns 

 
1SCLK周波数=  64 × FS、FS = LRCLK周波数。 

 

 

図34 S/PDIF レシーバ内部デジタル PLL モードのタイミング 
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SPIインターフェース—マスタ 
プロセッサは2個のSPIポートを内蔵しています。プライマ
リには専用ピンがあり、セカンダリはDPIを介して使用しま
す。表40と表41に示すタイミングは両方に適用されます。 

表40 SPI インターフェース・プロトコル—マスタのスイッチングとタイミング仕様 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tSSPIDM Data Input Valid to SPICLK Edge (Data Input Setup Time) 8.2  Ns 

tHSPIDM SPICLK Last Sampling Edge to Data Input Not Valid 2  Ns 

Switching Characteristics    

tSPICLKM Serial Clock Cycle  8 × tPCLK – 2   Ns 

tSPICHM Serial Clock High Period  4 × tPCLK – 2   Ns 

tSPICLM Serial Clock Low Period  4 × tPCLK – 2   Ns 

tDDSPIDM SPICLK Edge to Data Out Valid (Data Out Delay Time)  2.5  Ns 

tHDSPIDM SPICLK Edge to Data Out Not Valid (Data Out Hold Time) 4 × tPCLK – 2  Ns 

tSDSCIM FLAG3–0IN (SPI Device Select) Low to First SPICLK Edge 4 × tPCLK – 2  Ns 

tHDSM Last SPICLK Edge to FLAG3–0IN High 4 × tPCLK – 2   Ns 

tSPITDM Sequential Transfer Delay 4 × tPCLK – 1  Ns 

 

 

図35 SPI マスタのタイミング  
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SPIインターフェース—スレーブ 

表41 SPI インターフェース・プロトコル—スレーブのスイッチングとタイミング仕様 

Parameter  Min Max  Unit 

Timing Requirements     

tSPICLKS Serial Clock Cycle  4 × tPCLK – 2  ns 

tSPICHS Serial Clock High Period  2 × tPCLK – 2  ns 

tSPICLS Serial Clock Low Period  2 × tPCLK – 2  ns 

tSDSCO SPIDS Assertion to First SPICLK Edge, CPHASE = 0 or CPHASE = 1 2 × tPCLK  ns 

tHDS Last SPICLK Edge to SPIDS Not Asserted, CPHASE = 0 2 × tPCLK  ns 

tSSPIDS Data Input Valid to SPICLK Edge (Data Input Setup Time) 2  ns 

tHSPIDS SPICLK Last Sampling Edge to Data Input Not Valid 2  ns 

tSDPPW SPIDS Deassertion Pulse Width (CPHASE = 0) 2 × tPCLK  ns 

Switching Characteristics    

tDSOE SPIDS Assertion to Data Out Active 0 6.8 ns 

tDSOE
1  SPIDS Assertion to Data Out Active (SPI2) 0 8 ns 

tDSDHI SPIDS Deassertion to Data High Impedance 0 6.8 ns 

tDSDHI
1 SPIDS Deassertion to Data High Impedance (SPI2) 0 8.6 ns 

tDDSPIDS SPICLK Edge to Data Out Valid (Data Out Delay Time)  9.5 ns 

tHDSPIDS SPICLK Edge to Data Out Not Valid (Data Out Hold Time) 2 × tPCLK  ns 

tDSOV SPIDS Assertion to Data Out Valid (CPHASE = 0)  5 × tPCLK ns 
 
1これらのパラメータのタイミングは、SPIが信号ルーティング・ユニットを使って接続されているときに適用。 詳細については、プロセッサ・ハードウェア・リファ

レンスの「Serial Peripheral Interface Port」の章を参照してください。 
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図36 SPI スレーブのタイミング  

JTAGテスト・アクセス・ポートとエミュレーション 

表42 JTAG テスト・アクセス・ポートとエミュレーション 

Parameter Min Max  Unit 

Timing Requirements    

tTCK TCK Period tCK  ns 

tSTAP TDI, TMS Setup Before TCK High 5  ns 

tHTAP TDI, TMS Hold After TCK High 6  ns 

tSSYS
1  System Inputs Setup Before TCK High 7  ns 

tHSYS
1 System Inputs Hold After TCK High  18  ns 

tTRSTW TRST Pulse Width 4tCK  ns 

Switching Characteristics    

tDTDO TDO Delay from TCK Low  7 ns 

tDSYS
2  System Outputs Delay After TCK Low  tCK ÷ 2 + 7 ns 

 
1システム入力= AD15～0、SPIDS、CLK_CFG1～0、RESET、BOOT_CFG1～0、MISO、MOSI、SPICLK、DAI_Px、FLAG3～0。 
2システム出力=  MISO、MOSI、SPICLK、DAI_Px、AD15–0、RD、WR、FLAG3–0、EMU。 
 

 

図37 IEEE 1149.1 JTAG テスト・アクセス・ポート 
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出力駆動電流 
図38に出力ドライバのI-V特性(typ)を、図39にSDCLK出力
ドライバのI-V特性(typ)を、それぞれ示します。このカー
ブは、出力ドライバの電流駆動能力を出力電圧の関数とし
て表しています。 

図38 ジャンクション温度での駆動(typ) 

 

図39 ジャンクション温度での SDCLK1～0 の駆動

 

テスト条件 

AC信号仕様(タイミング・パラメータ)を表14～表42に示し
ます。これらには、出力ディスエーブル・タイム、出力イ
ネーブル・タイム、容量負荷が含まれています。SHARC
のタイミング仕様は、図40に示すリファレンス電圧レベル
に適用されます。  

タイミングは、図40に規定する1.5 Vレベルを信号が通過
するときに測定します。すべての遅延(n sec)は、1つ目の
信号が1.5 Vに到達したポイントと、2つ目の信号が1.5 Vに
到達したポイントとの間で測定します。 

 

図40 AC 測定のリファレンス電圧レベル  

 

容量負荷 
出力の遅延とホールドでは、すべてのピンに平均容量負荷
6 pFを接続しています(図41参照)。図46と図47に、出力遅
延とホールドが負荷容量により変化する様子を示します。
図42～図47のグラフは、出力遅延(Typ)対負荷容量および
出力立ち上がり時間(Typ )(20%～80%、V = Min)対負荷容
量で示す範囲の外側では直線にならないことがあります。 

図41  AC 測定の等価デバイス負荷 
(すべての治具を含む) 
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図42 出力立ち上がり/立ち下がり時間(typ)  
(20～80%、VDDEXT = Min) 

 

 

図43 出力立ち上がり/立ち下がり時間(typ)  
(20～80%、VDDEXT = Max) 

 

 

図44 SDCLK 出力立ち上がり/立ち下がり時間(typ) 
(20～80%、VDDEXT = Min) 

 

 

図45 SDCLK 出力立ち上がり/立ち下がり時間(typ) 
(20～80%、VDDEXT = Max) 
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図46 出力遅延またはホールド(typ)対負荷容量(ジャ

ンクション温度) 

 

図47 SDCLK 出力遅延またはホールド(typ)対負荷容

量(ジャンクション温度) 

 

熱特性 
ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369プロセッサの性能
は、動作条件で規定する温度範囲で規定されています。 

表43と表44の空気流の測定はJEDEC規格JESD51-2と
JESD51-6に、ジャンクション―ボード間の測定は
JESD51-8に、それぞれ準拠しています。テスト・ボード
のデザインはJEDEC規格のJESD51-9 (BGA_ED)と
JESD51-8 (LQFP_EP)に準拠しています。ジャンクション
―ケース間の測定はMIL- STD-883に準拠しています。す
べての測定では、2S2P JEDECテスト・ボードを使用して
います。 

LQFP-EP パッケージでは、PCB の埋め込みグラウンド・

プレーンに対するサーマル・パターン・スクエアとサーマ

ル・ビアが必要です。詳細については、JEDEC 標準

JESD51-5 を参照してください。 
アプリケーション PCB 上でのデバイスのジャンクション

温度を求めるときは、次式を使います。 
 

TJ = TTOP + (ΨJT×PD) 
 

ここで、 
TJ =ジャンクション温度°C 

TTOP =ケース温度(°C)、パッケージ上面の中央で測定 

ΨJT =ジャンクション―パッケージ上面間のキャラクタラ
イゼーション・パラメータは表43と表44のTyp値を使用 

PD =消費電力(EEノートEE-299参照) 

θJAの値はパッケージの比較とPCBデザイン考慮のために
提供しています。θJAは次式のTJによる一次近似に使うこと
ができます。 
 

TJ = TA + (θJA×PD) 

 
ここで、 
TA =周囲温度(°C) 

θJCの値は、外付けヒート・シンクが必要なときに、パッ
ケージ比較とPCBデザイン考慮のために提供されます。こ
れは、ヒート・シンクを使用した場合にのみ適用されます。 

θJBの値は、パッケージ比較とPCBデザイン考慮のために提
供され、表43と表44の熱特性値は、2 Wでモデル化した値
です。 

 

 

表44 208 ピン LQFP EPAD の熱特性 
(エクスポーズドパッドを PCB にハンダ付け)  

Parameter Condition Typical Unit 

JA Airflow = 0 m/s 17.1 C/W 

JMA Airflow = 1 m/s 14.7 C/W 

JMA Airflow = 2 m/s 14.0 C/W 

JC  9.6 C/W 

JT Airflow = 0 m/s 0.23 C/W 

JMT Airflow = 1 m/s 0.39 C/W 

JMT Airflow = 2 m/s 0.45 C/W 

JB Airflow = 0 m/s 11.5 C/W 

JMB Airflow = 1 m/s 11.2 C/W 

JMB Airflow = 2 m/s 11.0 C/W 

表43 256 ボール BGA_ED の熱特性 

Parameter Condition Typical Unit 

JA Airflow = 0 m/s 12.5 °C/W 

JMA Airflow = 1 m/s 10.6 °C/W 

JMA Airflow = 2 m/s 9.9 °C/W 

JC  0.7 °C/W 

JB  5.3 °C/W 

JT Airflow = 0 m/s 0.3 °C/W 

JMT Airflow = 1 m/s 0.3 °C/W 

JMT Airflow = 2 m/s 0.3 °C/W 
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256 ボールBGA_EDのピン配置 

次の表に、ADSP-2136x のピン名とリセット時のデフォルト機能(括弧内)を示します。 
表45 256 ボール BGA_ED のボール配置(ボール番号順) 

Ball No. Signal Ball No. Signal Ball No. Signal Ball No. Signal 

A01 NC B01 DAI_P05 (SD1A) C01 DAI_P09 (SD2A) D01 DAI_P10 (SD2B) 

A02 TDI B02 SDCLK11 C02 DAI_P07 (SCLK1) D02 DAI_P06 (SD1B) 

A03 TMS B03 TRST C03 GND D03 GND 

A04 CLK_CFG0 B04 TCK C04 VDDEXT D04 VDDEXT 

A05 CLK_CFG1 B05 BOOT_CFG0 C05 GND D05 GND 

A06 EMU B06 BOOT_CFG1 C06 GND D06 VDDEXT 

A07 DAI_P04 (SFS0) B07 TDO C07 VDDINT D07 VDDINT 

A08 DAI_P01 (SD0A) B08 DAI_P03 (SCLK0) C08 GND D08 GND 

A09 DPI_P14 (TIMER1) B09 DAI_P02 (SD0B) C09 GND D09 VDDEXT 

A10 DPI_P12 (TWI_CLK) B10 DPI_P13 (TIMER0) C10 VDDINT D10 VDDINT 

A11 DPI_P10 (UART0RX) B11 DPI_P11 (TWI_DATA) C11 GND D11 GND 

A12 DPI_P09 (UART0TX) B12 DPI_P08 (SPIFLG3) C12 GND D12 VDDEXT 

A13 DPI_P07 (SPIFLG2) B13 DPI_P05 (SPIFLG0) C13 VDDINT D13 VDDINT 

A14 DPI_P06 (SPIFLG1) B14 DPI_P04 (SPIDS) C14 GND D14 GND 

A15 DPI_P03 (SPICLK) B15 DPI_P01 (SPIMOSI) C15 GND D15 VDDEXT 

A16 DPI_P02 (SPIMISO) B16 RESET C16 VDDINT D16 GND 

A17 RESETOUT B17 DATA30 C17 VDDINT D17 VDDEXT 

A18 DATA31 B18 DATA29 C18 VDDINT D18 GND 

A19 NC B19 DATA28 C19 DATA27 D19 DATA26 

A20 NC B20 NC C20 NC/RPBA2 D20 DATA24 

E01 DAI_P11 (SD3A) F01 DAI_P14 (SFS3) G01 DAI_P15 (SD4A) H01 DAI_P17 (SD5A) 

E02 DAI_P08 (SFS1) F02 DAI_P12 (SD3B) G02 DAI_P13 (SCLK3) H02 DAI_P16 (SD4B) 

E03 VDDINT F03 GND G03 GND H03 VDDINT 

E04 VDDINT F04 GND G04 VDDEXT H04 VDDINT 

E17 GND F17 VDDEXT G17 VDDINT H17 VDDEXT 

E18 GND F18 GND G18 VDDINT H18 GND 

E19 DATA25 F19 GND/ID22 G19 DATA22 H19 DATA19 

E20 DATA23 F20 DATA21 G20 DATA20 H20 DATA18 

J01 DAI_P19 (SCLK5) K01 FLAG0 L01 FLAG2 M01 ACK 

J02 DAI_P18 (SD5B) K02 DAI_P20 (SFS5) L02 FLAG1 M02 FLAG3 

J03 GND K03 GND L03 VDDINT M03 GND 

J04 GND K04 VDDEXT L04 VDDINT M04 GND 

J17 GND K17 VDDINT L17 VDDINT M17 VDDEXT 

J18 GND K18 VDDINT L18 VDDINT M18 GND 

J19 GND/ID12 K19 GND/ID02 L19 DATA15 M19 DATA12 

J20 DATA17 K20 DATA16 L20 DATA14 M20 DATA13 

N01 RD P01 SDA10 R01 SDWE T01 SDCKE 

N02 SDCLK0 P02 WR R02 SDRAS T02 SDCAS 

N03 GND P03 VDDINT R03 GND T03 GND 

N04 VDDEXT P04 VDDINT R04 GND T04 VDDEXT 

N17 GND P17 VDDINT R17 VDDEXT T17 GND 
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表 45  256 ボール BGA_ED のボール配置(ボール番号順)  (続き) 

Ball No. Signal Ball No. Signal Ball No. Signal Ball No. Signal 

N18 GND P18 VDDINT R18 GND T18 GND 

N19 DATA11 P19 DATA8 R19 DATA6 T19 DATA5 

N20 DATA10 P20 DATA9 R20 DATA7 T20 DATA4 

U01 MS0 V01 ADDR22 W01 GND Y01 GND 

U02 MS1 V02 ADDR23 W02 ADDR21 Y02 NC 

U03 VDDINT V03 VDDINT W03 ADDR19 Y03 NC 

U04 GND V04 GND W04 ADDR20 Y04 ADDR18 

U05 VDDEXT V05 GND W05 ADDR17 Y05 NC/BR12 

U06 GND V06 GND W06 ADDR16 Y06 NC/BR22 

U07 VDDEXT V07 GND W07 ADDR15 Y07 XTAL 

U08 VDDINT V08 VDDINT W08 ADDR14 Y08 CLKIN 

U09 VDDEXT V09 GND W09 AVDD Y09 NC 

U10 GND V10 GND W10 AVSS Y10 NC 

U11 VDDEXT V11 GND W11 ADDR13 Y11 NC/BR32 

U12 VDDINT V12 VDDINT W12 ADDR12 Y12 NC/BR42 

U13 VDDEXT V13 VDDEXT W13 ADDR10 Y13 ADDR11 

U14 VDDEXT V14 GND W14 ADDR8 Y14 ADDR9 

U15 VDDINT V15 VDDINT W15 ADDR5 Y15 ADDR7 

U16 VDDEXT V16 GND W16 ADDR4 Y16 ADDR6 

U17 VDDINT V17 GND W17 ADDR1 Y17 ADDR3 

U18 VDDINT V18 GND W18 ADDR2 Y18 GND 

U19 DATA0 V19 DATA1 W19 ADDR0 Y19 GND 

U20 DATA2 V20 DATA3 W20 NC Y20 NC 
 
SDCLK1信号は、SBGAパッケージにのみにあります。 SDCLK1信号は、LQFP_EPパッケージにはありません。 
ADSP-21368モデルのみに適用。 
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図48にBGA_EDボール構成の底面図を、図49に
BGA_EDボール構成の上面図を、それぞれ示します。 

 

 

図48 256 ボール BGA_ED のボール構成(底面

図) 

 
 

 

図49 256 ボール BGA_ED のボール構成(上面

図) 
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208 ピンLQFP_EPのピン配置 

次の表に、ADSP-2136x のピン名とリセット時のデフ

ォルト機能(括弧内)を示します。 
表46 208 ピン LQFP_EP ピン配置(ピン番号順) 

Lead 
No. 

Signal Lead No. Signal Lead 
No. 

Signal Lead 
No. 

Signal Lead 
No. 

Signal 

1 VDDINT 43 VDDINT 85 VDDEXT 127 VDDINT 169 CLK_CFG0 

2 DATA28 44 DATA4 86 GND 128 GND 170 BOOT_CFG0 

3 DATA27 45 DATA5 87 VDDINT 129 VDDEXT 171 CLK_CFG1 

4 GND 46 DATA2 88 ADDR14 130 DAI_P19 (SCLK5) 172 EMU 

5 VDDEXT 47 DATA3 89 GND 131 DAI_P18 (SD5B) 173 BOOT_CFG1 

6 DATA26 48 DATA0 90 VDDEXT 132 DAI_P17 (SD5A) 174 TDO 

7 DATA25 49 DATA1 91 ADDR15 133 DAI_P16 (SD4B) 175 DAI_P04 (SFS0) 

8 DATA24 50 VDDEXT 92 ADDR16 134 DAI_P15 (SD4A) 176 DAI_P02 (SD0B) 

9 DATA23 51 GND 93 ADDR17 135 DAI_P14 (SFS3) 177 DAI_P03 (SCLK0) 

10 GND 52 VDDINT 94 ADDR18 136 DAI_P13 (SCLK3) 178 DAI_P01 (SD0A) 

11 VDDINT 53 VDDINT 95 GND 137 DAI_P12 (SD3B) 179 VDDEXT 

12 DATA22 54 GND 96 VDDEXT 138 VDDINT 180 GND 

13 DATA21 55 VDDEXT 97 ADDR19 139 VDDEXT 181 VDDINT 

14 DATA20 56 ADDR0 98 ADDR20 140 GND 182 GND 

15 VDDEXT 57 ADDR2 99 ADDR21 141 VDDINT 183 DPI_P14 (TIMER1) 

16 GND 58 ADDR1 100 ADDR23 142 GND 184 DPI_P13 (TIMER0) 

17 DATA19 59 ADDR4 101 ADDR22 143 DAI_P11 (SD3A) 185 DPI_P12 (TWI_CLK) 

18 DATA18 60 ADDR3 102 MS1 144 DAI_P10 (SD2B) 186 DPI_P11 (TWI_DATA)

19 VDDINT 61 ADDR5 103 MS0 145 DAI_P08 (SFS1) 187 DPI_P10 (UART0RX) 

20 GND 62 GND 104 VDDINT 146 DAI_P09 (SD2A) 188 DPI_P09 (UART0TX) 

21 DATA17 63 VDDINT 105 VDDINT 147 DAI_P06 (SD1B) 189 DPI_P08 (SPIFLG3) 

22 VDDINT 64 GND 106 GND 148 DAI_P07 (SCLK1) 190 DPI_P07 (SPIFLG2) 

23 GND 65 VDDEXT 107 VDDEXT 149 DAI_P05 (SD1A) 191 VDDEXT 

24 VDDINT 66 ADDR6 108 SDCAS 150 VDDEXT 192 GND 

25 GND 67 ADDR7 109 SDRAS 151 GND 193 VDDINT 

26 DATA16 68 ADDR8 110 SDCKE 152 VDDINT 194 GND 

27 DATA15 69 ADDR9 111 SDWE 153 GND 195 DPI_P06 (SPIFLG1) 

28 DATA14 70 ADDR10 112 WR 154 VDDINT 196 DPI_P05 (SPIFLG0) 

29 DATA13 71 GND 113 SDA10 155 GND 197 DPI_P04 (SPIDS) 

30 DATA12 72 VDDINT 114 GND 156 VDDINT 198 DPI_P03 (SPICLK) 

31 VDDEXT 73 GND 115 VDDEXT 157 VDDINT 199 DPI_P01 (SPIMOSI) 

32 GND 74 VDDEXT 116 SDCLK0 158 VDDINT 200 DPI_P02 (SPIMISO) 

33 VDDINT 75 ADDR11 117 GND 159 GND 201 RESETOUT 
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表 46  208 ピン LQFP_EP ピン配置(ピン番号順)  (続き) 

Lead 
No. 

Signal Lead No. Signal Lead 
No. 

Signal Lead 
No. 

Signal Lead 
No. 

Signal 

34 GND 76 ADDR12 118 VDDINT 160 VDDINT 202 RESET 

35 DATA11 77 ADDR13 119 RD 161 VDDINT 203 VDDEXT 

36 DATA10 78 GND 120 ACK 162 VDDINT 204 GND 

37 DATA9 79 VDDINT 121 FLAG3 163 TDI 205 DATA30 

38 DATA8 80 AVSS 122 FLAG2 164 TRST 206 DATA31 

39 DATA7 81 AVDD 123 FLAG1 165 TCK 207 DATA29 

40 DATA6 82 GND 124 FLAG0 166 GND 208 VDDINT 

41 VDDEXT 83 CLKIN 125 DAI_P20 
(SFS5) 

167 VDDINT   

42 GND 84 XTAL 126 GND 168 TMS   
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パッケージ寸法 

ADSP-21367/ADSP-21368/ADSP-21369 プロセッサ

は、256 ボールの RoHS 準拠パッケージと有鉛

BGA_ED パッケージ、および 208 ピン RoHS 準拠

LQFP_EP パッケージを採用しています。 

図50 208 ピン・ロー・プロファイル・クワッド・フラット・パッケージ、エクスポーズドパッド[LQFP_EP]  
(SW-208-1) 
寸法: mm 
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図51 256 ボール・ボール・グリッド・アレイ、熱強化型[BGA_ED] 
(BP-256) 
寸法: mm 

 

表面実装デザイン 
表47は、PCBデザイン用に示します。業界標準のデザ
イン勧告については、IPC-7351の「Generic Requirements 
for Surface-Mount Design and Land Pattern Standard」を
参照してください。 

表47 表面実装デザイン用の BGA_ED データ 

Package Ball Attach Type Solder Mask Opening Ball Pad Size 

256-Lead Ball Grid Array BGA_ED  
(BP-256) 

Solder Mask Defined (SMD) 0.63 mm 0.73 mm 
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車載製品 

専用の製造工程で製造された、車載アプリケーション用のADSP-21369モデルも提供しています。この特別モデルの仕様は、
一般的なリリース・モデルと異なることがあるので注意してください。 

表48に示す車載グレード製品は、車載アプリケーション用に提供しています。特定製品の注文情報については、最寄りのADI
またはADIの認定代理店にお尋ねください。すべての車載製品はRoHS準拠製品です。 

表48 車載製品 

Model 
Temperature 
Range1 

Instruction 
Rate 

On-Chip 
SRAM ROM Package Description 

Package 
Option 

AD21369WBSWZ1xx –40°C to +85°C 266 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

 
1基準温度は周囲温度。 

 

オーダー・ガイド 

Model 
Temperature 
Range1 

Instruction 
Rate 

On-Chip 
SRAM ROM Package Description 

Package 
Option 

ADSP-21367KBP-2A2 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21367KBPZ-2A2, 3 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21367BBP-2A2 –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21367BBPZ-2A2, 3 –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21367KBPZ-3A2, 3 0°C to +70°C 400 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21367KSWZ-1A2, 3 0°C to +70°C 266 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21367KSWZ-2A2, 3 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21367KSWZ-4A2, 3 0°C to +70°C 350 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21367KSWZ-5A2, 3 0°C to +70°C 366 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21367BSWZ-1A2, 3 –40°C to +85°C 266 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21368KBP-2A 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21368KBPZ-2A3 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21368BBP-2A –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21368BBPZ-2A3 –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21368KBPZ-3A3 0°C to +70°C 400 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21369KBP-2A 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21369KBPZ-2A3 0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21369BBP-2A –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21369BBPZ-2A2 –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21369KBPZ-3A3 0°C to +70°C 400 MHz 2M bit 6M bit 256-Ball BGA_ED BP-256 

ADSP-21369KSWZ-1A3 0°C to +70°C 266 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21369KSWZ-2A3  0°C to +70°C 333 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21369KSWZ-4A3  0°C to +70°C 350 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21369KSWZ-5A3  0°C to +70°C 366 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21369BSWZ-1A3 –40°C to +85°C 266 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

ADSP-21369BSWZ-2A3 –40°C to +85°C 333 MHz 2M bit 6M bit 208-Lead LQFP_EP SW-208-1

 
1基準温度は周囲温度。 
2チップセットのデバイスとして販売され、必要なソフトウェアとバンドルされている広範囲なオーディオ・アルゴリズムの組み合わせで使用可能。 すべてのリストに

ついては、当社のウエブサイトwww.analog.com/SHARCをご覧ください。 
3Z = RoHS準拠製品。  
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